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COMTEAM 2006 – 2007

BILAN PAR ZONES
infrastructure et soutien
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)
	1. MISSIONS


· Maintenance préventive et curative des réseaux aérauliques et fluides : 

· Traitement d’air (maintenance assurée en collaboration avec le service logistique et une société de maintenance)

· Production eau DI

· Centrale eau de refroidissement

· Centrales gaz purs

· Système sécurité gaz

· Fluides : Air sec, vide

· Aspiration centralisée

· Infrastructure : 

· Assistance technique : assurer l’interface entre les équipements et le réseau collectif

· CAO des installations annexes : fluides, extraction soufflage, poste de travail……

· Encadrement entreprise intervenant pour et en salle blanche (respect du devis et  

· contrôle des règles de sécurité et contamination)

· Avis de publicité

· Logistique :

· Réception et transfert des équipements

· Gestion des gaz pur de process

· Gestion des consommables : filtre, matériel de raccordement

· Contrôle qualité :

· Contrôle classe salle blanche : ambiance, poste de travail

· Soutien

· Gestion de l’habillement de salle blanche (60 tenues, 125 blouses)

· Gestion des consommables, petits équipements de sécurité pour la salle blanche

· Saisie et suivi de bons de commandes (en soutien du service de gestion)

· Préparation des visites de la salle blanche

	2. equipementS


· Traitement d’air :

· 4 centrales d’air neuf équipées de deux humidificateurs

· Système extraction d’air

· Soufflage : PC commande,  126 FFU

· Production eau désionisée :

· Prétraitement : adoucisseur, charbon actif, osmoseur

· Traitement : résine lit mélangé, ‘’UV’’, filtration 0,22µm

· Pompe de circulation

· Centrale eau de refroidissement :

· Pompe de circulation 16M3/h -- 3Bars

· Echangeur eau glacée T° entrée 8°C sortie 15°C

· Filtration  3µm

· Réseau gaz purs :

· Une trentaine de gaz différents : Hydrogène, azote hydrogéné, argon, oxygène, ammoniac, silane, disilane, diclhorosilane, hélium……. etc.

· Centrales Gaz

· Système sécurité gaz :

· Capteur : zone four gaz dangereux, EJM seuil O2

· Scrubber

· PC commande 

· Aspiration centralisée :

· Groupe d’aspiration

· Cuve de filtration.

· Centrale vide :

· une pompe en service + une pompe en réserve pour intervention maintenance

· Contrôle qualité :

· Appareil de mesure particulaire

	3. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, TEAM, RTB

	4. REFERENTS TEAM


· Infrastructure


· P. Fadel   IE 2C - Responsable de zone

· A. Maiorano   TCN

· Soutien

· E. Paigne TCN

· M. Benoit TCE

	5. formations


Cours sur le fonctionnement de la salle blanche dispensé par Norbert Fabre (cours TEAM)

	6. MAINTENANCES regulieres


Quotidienne: vérification installation eau DI, eau de refroidissement. Contrôle visuel de l’ensemble des autres équipements situés au rez-de-chaussée dans le local technique. 

Hebdomadaire : visite de contrôle des installations de traitement d’air réalisée par la société de maintenance.

Maintenance curative : (ponctuelle)

· Eau DI :

· changement filtres

· décolmatage membrane osmoseur

· désinfection boucle de circulation

· changement lampe ‘’UV’’

· Traitement d’air : changement filtre CTA

	7. operations particulieres


· CAO, DAO réseaux collectifs salle blanche :

· Installation scrubber (laveur de gaz sortie des pompes four ‘’centrotherm’’

· Azote, vide, air sec, extraction

· Poste de travail : 5 hottes  + 2 modifications hottes ‘’chimie masque’’

· Conception et réalisation d’un sas mobile pour entrer les gros équipements

· Suivi des travaux d’extension : réunion  chantier, plans modification, etc.

· Mise en place des équipements neufs : 

· Implanteur ionique

· Deux machines jet d’encre

· Déplacement des équipements à l’intérieur de la salle blanche

· Microscope électronique

· Masqueur optique

· Déménagement zones assemblage et EJM 

	8. Analyse


Malgré un domaine d’activité et une charge de travail  très étendus les objectifs ont été atteints.

	9. PROSPECTIVE


· Finir les réglages de la salle blanche et démarrer le ‘’contrôle qualité’’

· Installations : fours RTP et Alox, jet d’encres, développement et attaque chrome masques

· Amélioration centrale production eau DI (Pb Température)

· Installation d’un système annexe sur le système d’eau de refroidissement

· Modification de l’ancienne zone MEB et fabrication masques en zone chimie

· Déménagement AFM

· Mise en place d’une GTC (gestion technique centralisée)

· Agencement et création d’un atelier de maintenance doté d’un magasin de petit matériel de dépannage.

· Finalisation et stabilisation des installations de toutes les zones.

· A la fin du marché en cours refonte du système d’allocation des tenues pour éviter l’inflation actuelle (60 tenues, 125 blouses pour un coût annuel de 13 k€)

	10. conclusion générale


De création récente, cette zone se justifie pleinement par la technicité de l’infrastructure à maintenir et développer. Tous les travaux sont menés en collaboration étroite avec le service logistique dont les compétences et le soutien sont indispensables.

Les deux intervenants sont complémentaires. P. Fadel est plus centré sur l’interface réseau équipement et A. Maiorano sur les réseaux eux-mêmes.

Afin d’assurer la pérennité des installations et d’en maîtriser les aspects qualité et coût de fonctionnement au service des projets de recherche, il faut poursuivre et amplifier les actions de cette zone, et assurer un financement récurrent.

fabrication des masques

(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Système d’écriture laser DWL 200 Heidelberg Instruments

· Machine de développement et de gravure chimique pour masques chromes APT 914

	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, TEAM, RTB, 2I, AIME

	3. REFERENTS TEAM


· Pierre-François Calmon, IR2 (responsable de la zone)

· Jean-Christophe Marrot, TCE

	4. MAINTENANCES


· Multiples réparations de la machine APT914, c’est un équipement obsolète, en fin de vie, que nous sommes seuls à maintenir. 

· Installation du système d’écriture laser dans l’extension  G1 de la salle blanche.

· Changement du laser après 2 ans d’utilisation, soit 850 masques fabriqués, en 4500 heures de fonctionnement.

· Lubrification des axes de la table XY après environ 100 km parcouru. 

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Mise au point d’une procédure d’alignement des masques tout automatique avec une tolérance de 100 nm. Application visée : contrôle qualité des masques réalisés.

	6. FORMATIONS


· Formation d’une trentaine de personnes à la réalisation de dessins de masques

· Cours sur la fabrication des masques (cours TEAM) par P.F. Calmon

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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7.2. Evolution au cours des dernières années


[image: image2.wmf]284

289

445

372

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

MASQUES


7.3. Analyse : 

Un nouvel équipement pour le développement et la gravure chimiques des masques chromes et des paillasses de chimie spécifiques sont indispensables pour traiter correctement la quantité actuelle de masques.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

· Achat d’une machine de développement et de gravure chimique pour masques chromes, parution d’un avis de publicité en cours, mise en service et mise au point prévues en septembre 2007

· Adaptation des paillasses de chimie des masques pour le délaquage des résines des masques par lots

· Recherche d’un équipement de rinçage et séchage des masques par lots

8.2. Procédés : 

Développement d’un protocole de contrôle qualité automatisé en mixant le procédé d’alignement des masques tout automatique, le procédé de mesures automatique et l’écriture systématique de designs spécifiques. Durée estimée : 20 jours

Développement d’un procédé d’écriture laser en niveaux de gris pour des résines de diverses épaisseurs (jusqu’à 20 µm). Durée estimée : 90 jours

	9. conclusion générale



Le système d’écriture laser en service depuis 2 ans est parfaitement adapté aux besoins du laboratoire et fonctionne très bien. Sa mise en route récente dans la nouvelle salle blanche devrait permettre d’obtenir de meilleurs  résultats. Nous remarquons qu’il offre des possibilités telles que le contrôle qualité, l’écriture en niveaux de gris et l’alignement de masques qui ne sont pas exploitées par manque de temps.


La partie chimie des masques est en cours d’évolution.


Au niveau des personnels la charge de travail nécessiterait la présence d’un AI. Les activités de P.F. Calmon ont été soutenues cette année par J.C. Marrot du fait du départ de l’implanteur ionique. Cette situation étant maintenant révolue la charge sur les seules épaules de P.F. Calmon va rendre difficile les développements sur l’équipement et les procédés pour la fabrication des masques, ainsi que son implication plus forte en tant que coordinateur de projets.

photolithographie
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS 


1-a : zone d’équipements manuels (libre service)
· 4 Tournettes ; 3 de type Gyrset  et 1 « classique » SUSS MICROTEC

· 2 Plaques chauffantes avec rampe en montée et descente (2002)  SUSS MICROTEC

· 6 Plaques chauffantes Electronic Micro Systems LTD

· 1 étuve HMDS YES

· 2 Etuves séchage et cuisson des résines
· 1 Microscope LEICA
· 1 Armoire réfrigérée

· 3 aligneurs de masques SUSS MICROTEC

· 1 aligneur de masques MA6 : lampe 1000W, double face, substrat 4’’; filtres de sélection de longueur d’onde (320nm et 365nm)                      

· 2 aligneurs de masques MJB3 : lampe 350W, substrat 3’’ maximum  

1-b : zone d’équipements automatiques (libre service)
· 1 Module EVG 120 pour enduction, révélation et cuisson (7 plaques chauffantes ; un module de révélation de résines avec révélateur organique ou minéral), substrats  2’’ à 6 ’’

· 1 Aligneur de masques EVG 620, automatique, double face, lampe 1000W HgXe ; sélection de longueur d’onde (405nm ; 365nm ; 320nm), substrats  2’’ à 6 ’’ ; 1 kit de nano imprint lithography (NIL)

· 1 aligneur de masques MA 150, SUSS MICROTEC, semi automatique équipé d’une lampe de 350W, substrat 4’’

· 1 Etuve HMDS 

· 1 microscope LEICA

· 1 armoire réfrigérée

· 4 étuves, dont 3 pour la cuisson de polymères

· 1 Machine de dépôt par jet d’encre (ESSSILOR)

· 1 Machine SHIPLEY de laminage de films 
1-c : zone séchage supercritique
· Tousimis séchage CO2 supercritique

· Prototype Recif séchage CO2 supercritique et fonctionnalisation de surface

Nouveaux équipements
· Installation de l’option NIL (Nano Imprint Lithography) sur l’aligneur EVG 620
	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, TEAM, RTB

	3. REFERENTS TEAM


· V.Conédéra, IR : responsable de zone 
· L.Mazenq AI, 
· F.Menilgrente AI, CDD arrivé le 1er Avril

· Intervenants : 
· J.B.Doucet AI, 

· D.Bourrier AI,

· M.Benoit Tce 
· D. Colin (AJT) soutien pour les problèmes électroniques et informatiques. 

· Activité Nano Imprint Lithography : 

· Emmanuelle Daran IR, 

· Laurent Jalabert IR

· Activité sécheur supercritique

· Eric Imbernon IR CDD

	4. MAINTENANCES


Assurée principalement par Laurent Mazenq aidé par Fabien Mesnilgrente.

· Préventive :

· tous les mois pour la zone (vérification aligneurs, tournettes, hottes)

· des aligneurs par Suss Microtec 3 jours/ an 

· sur les EVG à planifier mais en attente de l’intervention sur le NIL

· Réparations :

· EVG 120

· création de la connexion internet, changement du clavier

· robot, intervention de Genmark, envoi du robot en usine réalignement du système de transfert par L. Mazenq

· EVG 620

· création connexion internet, réglage robot, panne sur clamping maskholder

· problèmes de connexion login, (non réparé) et sur pression du porte échantillon.

· MA150

· avancement du miroir frontal ; réglage du capteur de fin de course

· MA 6

· problème sur le refroidissement de la lampe

· MJB3 AsGa

· miroir froid cassé, ajustement refroidissement dissipateur thermique

· MJB3 Si

· changement manomètre Contact pressure, réajustement de la pression d’azote ; ajustement de l’obturateur

· Réglage du refroidissement du dissipateur thermique

· Plaques chauffantes SU8

· 2 problèmes de soft: 1 envoi à Suss Microtec et 1 réparation sur place

· problème sur 1 plaque : le chuck ne monte pas à sa position normale

· autres équipements

· microscope lithographie : changement de la caméra numérique et nombreuses corrections du logiciel suite à des modifications d’utilisateurs 

· sécheur CO2 super critique : changement du contrôleur; remplacement groupe froid ; mise en place d'un système de pesée des bouteilles de CO2 

· Etuve HMDS : ajustements des débits d’azote ;  fuites au niveau du  vide 

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Mise au point d’une couche sacrificielle : polyimide  PMGI SF15 de 2.8µm d’épaisseur

· Mise au point des procédés de résine SU8 série 3000 avec Julien Maurel, stagiaire IUT

· Mise au point procédé de résine SHIPLEY spéciale pour la gravure profonde de silicium

· Optimisation de procédés sol-gels hybrides pour épaisseurs et compositions différentes ; mise au point d’une technique de dissolution des couches.

· Mise au point d’une couche diélectrique 8010-40 de chez RoHm & Haas  pour la société 3D+ (projet RTB)

· Aide aux intervenants pour l’adaptation d’un procédé à un besoin particulier ; tant  pour les matériaux classiques que les nouveaux matériaux photosensibles comme le PDMS.

	6. FORMATIONS


· Tous les doctorants et stagiaires sont formés

· Equipements automatiques EVG et semi-automatique Suss Microtec MA150 : L.Mazenq
· Equipements manuels Suss Microtec MJB3 : JB. Doucet

· V. Conédéra assure la formation théorique des cours TEAM (3 cours) et aide à l’adaptation des procédés aux besoins particuliers; mise en œuvre de nouvelles résines. 

· Au niveau de l’accueil, ont été formés :

· 2 IT de la centrale de proximité de Strasbourg (cadre RTB)

· 1 ingénieur de la société 3D+ (transfert de technologie ; cadre RTB)

· 1 ingénieur de FEMTO ST accueilli (cadre RTB)
	7. BILAN


7.1. Evolution au cours des dernières années
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· N’est pas comptabilisée la consommation de sol-gel qui caractérise l’activité de la DRIE.

· Laminage de feuilles SU8  20 feuilles
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La diminution de la consommation de révélateurs est confirmée  par l’utilisation du module de développement automatique EVG 120.

7.2. Analyse : 

L’arrivée de Fabien Mesnilgrente doit aider au développement de procédés photochimiques et chimiques nécessaires au développement des nouvelles technologies d’élaboration de matériaux à basse température ; ce soutien se fera également au niveau des projets et de la maintenance des équipements. Ses compétences en chimie seront un atout précieux. Il faut espérer que le concours CNRS qui aura lieu dans la période septembre/novembre nous permettra de l’intégrer. En fonction depuis avril, il montre des capacités que nous souhaitons mettre au bénéfice de tous. 


La zone de photolithographie est le passage obligé pour l’élaboration de tous les dispositifs ; l’activité y est très variable ; il peut y avoir de 5 à 6 personnes jusqu’à 15 ou même 19 !! La gestion par planning de la surcharge ponctuelle des équipements est efficace. Les utilisateurs préfèrent utiliser les machines automatiques (plus rapides et qui donnent des résultats de meilleure qualité) ; ceci a une incidence sur la consommation de résines et de révélateurs qui reste constante. 

La formation du personnel permanent impliqué dans la zone doit se poursuivre ; pour exemple, Laurent Mazenq a acquis des compétences en maintenance et gère de façon très autonome la très grande majorité des problèmes.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 
· Une machine d’écriture par jet d’encre arrive courant juin 2007. (montant de l’investissement de 345 000€ avec un financement ANR 2006 et du laboratoire commun avec ESSILOR). Cette machine est unique au niveau des centrales RTB. Elle sera installée dans la nouvelle zone technologies alternatives (bâtiment G1). Les personnes impliquées sur cet équipement sont Norbert Fabre, Véronique Conédéra et Fabien Mesnilgrente sous réserve de son intégration au CNRS.
La mise en service devrait être effective à l’automne 2007.  Dans ce nouveau domaine les compétences devront être développées, tant au niveau de l’utilisation de l’équipement que des matériaux à synthétiser. On estime la phase de prise en main à 3 mois ; la phase de développement se fera sur plusieurs années en collaboration avec des chimistes et le fabriquant de l’équipement. 

· Dans le cadre de la RTB 2007 et du laboratoire commun avec ESSILOR, une machine par projection devrait être acquise. Le montant, suivant les options, se situe entre 1 M€ et 1,4 M€. Nous sommes dans la phase d’expertise des équipements : potentialités, coûts d’exploitation. Compte tenu de la spécificité, nous étudions, en collaboration avec la délégation régionale,  la procédure administrative d’appel d’offre  la mieux adaptée. A ce jour on peut penser que la procédure d’appel d’offre se fera dans le meilleur des cas en Décembre 2007. Les délais de livraison se situent entre 5 à 10 mois après réception de la commande auxquels il faut rajouter 1 mois de mise en service. 

Comme pour le jet d’encre, il s’agit d’un équipement unique au niveau des centrales RTB. On ne retrouve ces machines de production  que dans certains grands laboratoires étrangers (ou au LETI). Elles sont utilisées dans la fabrication des circuits intégrés, mais on commence à voir des développements en microtechnologies. Cet argument peut intéresser le constructeur qui cherche de nouveaux marchés (c’est un élément de négociation…..)

8.2. Procédés : 

· Machine jet d’encre : dépôt et structuration de nouveaux matériaux (polymères, encres conductrices, nanoparticules, alliages métalliques, produits biologiques.        L’optimisation de cette technologie se fera en parallèle avec la mise en œuvre de             nouveaux matériaux. 
· Machine par projection : elle permettrait de traiter de nouveaux matériaux (ex : sol-gels) qui collent au masque des machines par contact. Elle permettrait d’obtenir des résolutions de 1µm ou inférieures, y compris sur des motifs de grande longueur (applications en micro fluidique) ; et sur des épaisseurs qui pourraient être supérieures à la dizaine de microns. La structure de ce type d’équipement ferait également économiser des masques (tous les niveaux sont fabriqués sur une seule plaque).

	9. conclusion générale



La zone de photolithographie s’est fortement développée ces 4 dernières années ; elle compte actuellement 32 machines répertoriées (certaines dans la zone proprement dite d’autres localisées ailleurs pour des raisons de compatibilité).


Depuis la mise en service du nouveau bâtiment la zone photolithographie n’est plus un point de blocage de la centrale :

· Equipements relativement récents.
· Espace et environnement bien dimensionnés.

· Maintenance assurée et bien maîtrisée (compétences internes et coûts).

· L’acquisition d’un stepper permettra la mise en œuvre de nouveaux matériaux et ainsi d’ouvrir d’autres filières technologiques.
· Jeunes assistants dynamiques et disponibles.

CHIMIE
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· 1 poste de nettoyage RCA et piranha collectif  4 pouces 

· 1 poste de nettoyage RCA et piranha collectif  6 pouces 

· 1 poste chimie GaAs 

· 1 poste de chimie technologie MOS 

· 2 sorbonnes 

· 1 poste d'attaque collectif par Buffer HF pour technologie MOS 

· 2 postes de chimie 
· 1 poste inox de délaquage de résine avec 2 bacs chauffants agités par ultrasons
· 1 centrifugeuse Semitool avec rotor 4 pouces 

· 1 centrifugeuse Semitool avec rotor 6 pouces 

· 1 centrifugeuse monoplaque de paillasse 

· 2 cuves à ultrason

· 1 sonificateur

· 3 agitateurs magnétiques chauffants 

· 4 plaques chauffantes

· 3 agitateurs magnétiques non chauffants 

· 1 agitateur type vortex 

· 1 plateau d'agitation

· 1 balance précision 1mg 

· 1 balance précision 1cg

· 1 balance de précision  10-5 g (pas en service actuellement) 

· 1 congélateur -35°C

· 1 réfrigérateur avec freezer

· 1 armoire à  solvants de sécurité 

· 1 armoire à produits chimiques 

· 1 microscope NIKON

· verrerie,  thermomètres, divers 

 Tous ces équipements sont en libre service,  avec formation préalable en particulier pour les postes de nettoyage RCA/piranha
Nouveaux équipements
· un sonificateur 

· une cabine antibruit pour sonificateur 

· un agitateur vortex 
	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, TEAM, RTB

	3. REFERENTS TEAM


· JB Doucet, Assistant Ingénieur : responsable de zone

· Fabien Mesnilgrente, AI

	4. MAINTENANCES


· Changement du compresseur du congélateur -35°C.

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Gravure collective  de l'oxyde de silicium thermique par buffer HF 

	673 Å/min à 18,0°C

	777 Å/min à 20,0°C

	 930 Å/min à 22,5°C

	1064 Å/min à 24,8°C


L'homogénéité de gravure a été vérifiée sur un lot de 25 plaquettes à 20,0°C et a été trouvée meilleur que 3%

Vitesse de gravure du SiO2 PECVD BF : 2000 Å/min à 20,0°C

Vitesse de gravure du SiO2 PECVD HF : 3000 Å/min à 20,0°C

	6. FORMATIONS


· Jean-Baptiste Doucet a en charge la formation de tous les nouveaux entrants : doctorants, post doctorants, permanents, stagiaires. (Plus d’une quarantaine de personnes).
· Norbert Fabre assure la formation obligatoire sur les risques chimiques dasnle cadre des cours TEAM

	7. BILAN


7.1. Evolution au cours des dernières années
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7.2. Analyse : 
Les sorbonnes sont régulièrement surchargées ; la nécessaire extension de la zone de chimie (RTB 2007) est prévue, avec de plus la création de postes de synthèse chimique.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

Réflexion à mener sur une hotte pour processer des wafers 6 pouces pour les attaques chimiques de métaux et lift off (bacs verticaux).

	9. conclusion générale


Malgré le développement de la zone de chimie, il reste une surcharge sur les paillasses sorbonnes due à l’évolution des projets qui font appel de plus en plus à la chimie proprement dite. Il est donc nécessaire de prévoir une extension de cette zone en créant des postes spécifiques « synthèse chimique de matériaux ». L’évaluation et le chiffrage précis des besoins est en cours.

ELECTROCHIMIE
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Bac d’attaque KOH (libre service)

· Bac d’attaque TMAH (libre service)

· Bécher pour  le dépôt d’or

· Bécher pour le dépôt de cuivre

· Bécher pour le dépôt de cobalt, fer, nickel

· Bécher pour le dépôt de plomb

· Equipement RENA fontaine pour  le dépôt d’or

· Equipement RENA fontaine pour  le dépôt de cuivre

· Equipement RENA rack pour  le dépôt de cobalt, fer, nickel

Nouveaux équipements
· Polarographie, CVS, Titration (30 000 €) pour le contrôle et suivi des bains 
	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, NANO, MIS, M2D, ISGE, TEAM, RTB

	3. REFERENTS TEAM


· Dilhan Monique (IR) responsable de la zone

· Bourrier David (AI)

	4. MAINTENANCES


· Problème de stabilité des bains dans les équipements RENA en cours d’étude avec le fabricant

· Nombreuses interventions aux niveaux : électrique, informatique, plasturgie …

· Changement de différentes pièces : inlet, anode..

· Changement des bains

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Mise au point d’un procédé de dépôt par immersion d’or utilisé pour protéger le cuivre. 

	6. FORMATIONS


· 1 cours sur la gravure humide et 1 cours sur l’électrochimie par M. Dilhan (cours TEAM)

· Formations des utilisateurs à la gravure humide (6 personnes)

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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7.2. Evolution au cours des dernières années
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7.3. Analyse : 


Diminution du nombre de dépôt d’or : les dépôts dans nos béchers de labo ne sont plus adaptés aux  besoins  des chercheurs et les machines RENA qui doivent permettre ces améliorations ne sont pas encore en service.


Augmentation du nombre de dépôt de cuivre liée à la mise au point des équipements RENA. Concernant les dépôts de CoNiFe,  la phase la plus importante de choix du bain et de mise au point est terminée, nous sommes passés à la réalisation de composants.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

Prospective : 

· Achat d’un système de mesure des ions métalliques (or en particulier) par  Absorption Atomique.

· Agrandissement de la zone afin de développer de nouveaux dépôts : nouveaux bains (cuivre),  nouveaux matériaux et nouvelles techniques (electroless). En relation avec l’extension de la zone chimie

8.2. Procédés : 

· Mise au point d’un bain de cuivre adapté aux vias traversant et bumps. (6 mois)

· Mise au point de l’anodisation de l’alumine : réalisation des moules pour nano fils (6 mois)

· Développement de l’électroless (Nickel, Cuivre...)

	9. conclusion générale



Investissement important en temps sur les équipements RENA qui ne fonctionnent toujours pas correctement du fait de problèmes de structure des réacteurs (fabricant en cause)

Diminution du nombre de dépôts « standards » mais apparition de nouveaux besoins (nanofils, anodisation, vias traversant…)

Besoin important en place (paillasse sous hotte) pour pouvoir développer ces nouvelles voies.

metallisation
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Edwards 1 (évaporation Cr)

· Edwards 2 (évaporation divers/ polymère)

· Edwards 3 (évaporation Al)

· Alcatel 450 (pulvérisation cathodique Au, AuGe, AuZn, NI)

· Alcatel 600 (pulvérisation cathodique AlSi, ITO, MO TIW)
· Varian  (évaporation Ti, Au, Cr, Pt) 

· Veeco 770 (évaporation divers)
	2. UTILISATEURS



MINC, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, RTB, TEAM

	3. REFERENTS TEAM


· Salvagnac Ludovic  A.I. : Responsable de zone 

· Pinaut Sébastien  AI

	4. MAINTENANCES


· Maintenances diverses (électronique, mécanique, système de pompage) sur l’ensemble des bâtis. De 4 à 8 heures par semaine.

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Mise au point 

· ITO

· MO, 

· TiW

	6. FORMATIONS


· Cours sur les techniques du vide et cours sur la métallisation par L. Salvagnac (cours TEAM)

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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7.2. Bilan par technique ou équipement
[image: image8.emf]21

211

230

248

40

1400

300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

nombre de 

substrats

alcatel 450alcatel 600

edwards Al edwards poly

edwards Cr varianveeco 770

Groupe de dépot

Evolution par groupe de dépot


7.3. Evolution au cours des dernières années
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7.4. Analyse : 

Le Varian traite plus de  60% des substrats, cela implique des délais de traitement pouvant être supérieur à 15 jours.  L’opportunité de doubler cet équipement doit être évaluée.

Le temps d’occupation de certains bâtis est de 10 h par jour, ce qui pose problèmes quand une seule personne est présente dans la zone.  

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

Acquittions d’un bâti de pulvérisation cathodique de type cluster (5 chambres de dépôt, une de nettoyage, un sas robotisé)

· Mise en service prévue fin 2007. 

· Mise au point des dépôts plusieurs mois après la mise en service. 

Jouvence de la partie automate et canon à électrons du Varian. (En cours)

Jouvence de la partie contrôle et distribution du vide du Veeco (en cours, en interne)

8.2. Procédés : 

Développement de films piezo-résistif et réfractaire.  

	9. conclusion générale


Le temps imparti à la maintenance est important cela s’explique par un parc de machine vieillissant (plus de 30 ans pour certaine). La jouvence du Varian et du Veeco devraient améliorer la situation. Un stock de pièces détachées pourrait réduire ce temps.

Il faut poursuivre le renouvellement des équipements, en favorisant l’automatisation des dépôts pour continuer à traiter un nombre de dépôt toujours plus important en nombre et en volumes.
gravure plasma
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· ICPSi (STS)

· ICPSiO2 (TRIKON OMEGA 201)

· ICPGaAs (TRIKON OMEGA 201)

· ICPpolymères (TRIKON OMEGA 201) 

· TEPLA300 (libre service)

Nouveaux équipements
· Système de spectroscopie par émission optique (OES – 25k€) : gamme 190nm-870nm 

	2. UTILISATEURS



MINC, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, RTB, TEAM

	3. REFERENTS TEAM


· Pascal Dubreuil IE2 (responsable de la zone)

· L.Jalabert IR2 

	4. MAINTENANCES


Les 4 arrêts intempestifs liés à des microcoupures EDF ont fait apparaitre des défaillances diverses, en particulier au niveau des modules électroniques qui commandent tous les organes de la machine. L’origine pourrait être un problème de masse. Le service 2I apporte une aide précieuse pour la protection électrique dont nous allons tester l’efficacité. 

L’acquisition d’un OES permet le suivi des interfaces pendant la gravure, et le contrôle de l’état des enceintes, avec en particulier la mise en évidence d’une fuite d’azote dans la chambre de gravure d’ICP3 (Polymères/métaux). La dernière microcoupure a généré une panne du contrôleur de pompe turbo sur ICP1. Dans l’intérêt général, le contrôleur de l’ICP3  a été installé sur ICP1. De nombreuses pièces étant obsolètes, les délais de réparations sont de l’ordre de 8 semaines. Après réception et installation des pièces réparées (14/06/07), l’OES révèle l’absence d’azote dans l’enceinte d’ICP3.

Les divers échanges de pièces entre les machines pour caractériser les modules défaillants et l’identification des composants défectueux dans les modules demandent plusieurs journées d’arrêt. En moyenne, l’activité maintenance et préventive (nettoyage de chambres) représente 1 journée/semaine pour l’ensemble des équipements. 

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Développements de procédés de gravure plasma réalisés sur Omega 201 par TEAM :

	Machine
	Echelle
	Procédé

	ICPpolymères
	µm
	Chrome pour masquage gravure SiO2 et verre

	ICPSiO2

ICPpolymères
	µm, nm
	Pyrex / Quartz / Fused Silica

	ICPpolymères
	µm
	Evaluation de masques métalliques pour la gravure (Ti, Ni)

	ICPSiO2

Et ICPpolymères
	nm
	Mise au point de la gravure des moules en verre pour le nanoimprint

	ICPSiO2 ICPpolymères
	
	Traitement de surface hydrophobe et super hydrophile sur SiO2, Si, verre, …

	ICPSiO2
	µm
	Transfert de motifs 3D réalisés par écriture Laser

	ICPSiO2  ICPpolymères
	nm
	Test gravure avec PMMA et ZEP


La gravure du verre sur ICP1 est limitée à quelques centaines de nanomètres. Sur ICP3, des gravures de quelques µm sont possibles avec des masques de Cr mais la machine n’est pas adaptée pour des gravures profondes du verre (>10µm) car limitée par la puissance des générateurs RF et la conception des machines Omega 201 (qui datent de 1996). 

· Développement de procédés en cours sur STS par TEAM :

· Elimination de l’effet ARDE (Aspect Ratio Dependant Etching) jusqu’à 100µm pour des ouvertures de 5µm à 1mm

· DRIE avec collage sur support Silicium : influence sur la sélectivité de la résine et le profil de gravure :

· Test avec résine PLP100 + bonding : pose un problème de transfert thermique et de    sélectivité avec la résine AZ4562. 

· Test avec  huile fomblin + micro seringue permet d’améliorer la sélectivité de  25% ; le décollage est plus facile mais il faut nettoyer avec un bain spécial…Cependant le profil n’est pas respecté. L’étude continue.

· Procédé de gravure anisotrope du Si profond pour obtenir des facteurs de forme > 40 pour des géométries carrées de 3µm à 6µm de coté et espacées de quelques microns : triple-pulse (1cycle passivation +1 cycle gravure  + 1cycle oxygène)

· Contrôle de procédés de gravure par OES Jobin Yvon Plasmascope :

· Mise au point d’un contrôle systématique de l’état de la chambre de gravure par OES :

· reproductibilité. 

· contrôle après intervention de maintenance

· détection de fuite et la caractérisation des fuites (ex: fuite N2 surICP3)

· Mise au point des recettes OES de détection de fin d’attaque pour le contrôle des procédés standards de gravure :

· SiO2/Si3N4 et SiO2/Si (possible sans OES)

· En particulier Si3N4/Si (ce qui était impossible sans OES)

	6. FORMATIONS


· Cours sur la gravure par plasma par P. Dubreuil (cours TEAM)

· Utilisation TEPLA 300 (une dizaine de personnes)

· Utilisation DFA pour III-V

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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Evolution au cours des 10 dernières années
7.2. Analyse : 


La diversité des matériaux et de la topologie (micro-usinage et nano-usinage) a demandé au cours de cette période un temps conséquent pour la mise au point de nouveaux procédés, malheureusement souvent imputé par le nombre de pannes sur les 5 machines de la zone.

La complexité des pannes se fait de plus en plus ressentir et malgré le développement des compétences en maintenance en interne nous sommes parfois démunis.


Les demandes de projets sur cette période, ainsi que les opérations de maintenance et de réparation occupent 2 ingénieurs à plein  temps.


Le nombre de runs en gravure profonde a été moins grand, mais la mise en service des trois TRIKON a fait augmenter la demande de traitement de nouveaux matériaux.
Analyse sur les procédés et techniques de détection de fin d’attaque :


Limite du système interférométrie laser actuel pour la gravure profonde : la diversité des ouvertures à graver ne convient pas pour ce système. Jobin Yvon reconnaît cela, et ne valide son système que pour des ouvertures supérieures à  200µm de coté, ou de diamètre,  et de profondeur inférieure à 200µm. (De plus la table XY exige un motif central rond ( 200µm). Ce problème est récurrent dans les centrales RTB qui utilisent la gravure profonde (en attente d’une solution provenant des équipementiers).


Limites du système OES Plasmascope actuel : 

· Détection de fin d’attaque possible lorsque le taux d’ouverture est supérieur à 10%. Un système de détection par réflectométrie laser (voir ICPGaAs) pourrait être complémentaire, mais limité à des dimensions d’ouvertures supérieures à la taille du faisceau laser. 

· Une fibre optique externe est placée au dessus d’un hublot en verre sur la partie supérieure du capot de la machine. Le hublot en verre installé d’origine sur le capot de l’OMEGA201 coupe les longueurs d’onde entre 195nm et 300nm : l’achat d’un hublot en saphir serait un plus pour utiliser l’OES à 100% de la gamme car l’émission optique de certains éléments intéressants se situent précisément entre 200nm et 300nm (ex : Au, Cr, Ge, Ni, SiO, As, Fe, CF2, B, P, Cl2, AlCl, Pt, Ta, SiCl, OH, …) 

· 1 seul système OES disponible et mobile pour 4 machines ICP. Nombreux montages et démontages entre machine. 

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

La prospective d’achat de nouveaux équipements de gravure comporte 2 volets majeurs, avec une répartition des taches de prospective comme suit :

· une machine DRIE (Pascal Dubreuil) 

· une machine de type IBE (Laurent Jalabert)

- 1 machine de gravure profonde compatible 6 pouces et de nouvelle génération ICP
Etat des procédures RTB en cours : Campagnes de gravure anisotrope du Si profond réalisées chez Alcatel et STS sur des structures tranchées très denses à géométrie carrée de dimension 3µm et 6µm espacées de 4µm. La profondeur visée est 200µm (non atteinte mais aux limites de l’état de l’art).

Expertise des équipements des différents équipementiers en cours.

Délais de mise en service prévus. Fin 2008

Durée de mise au point prévue. 1er trimestre 2009

· 1 machine de gravure par faisceaux d’ions IBE
La prospective d’achat de cet équipement est motivée par l’orientation scientifique de MINAS autour de l’introduction de nouveaux matériaux (PZT, GaN, ferromagnétique …). Pour certains matériaux, il n’existe pas de chimie appropriée produisant des composés volatiles, ce pourquoi la pulvérisation sous un faisceau ionique (composante physique de la gravure) est préconisée et courante dans la littérature. 

Il existe essentiellement 3 catégories de machines de gravure par faisceau ionique : IBE, RIBE, CAIBE basées sur le même concept de machine, à la différence près que la RIBE et CAIBE, à l’instar de l’ICP-RIE, utilisent des gaz réactifs pour apporter une composante chimique à la gravure. La gravure IBE n’intègre qu’une composante physique avec l’utilisation de gaz neutres. 

Nous rencontrons des difficultés pour obtenir des couches de matériaux (PZT, GaN, …) pour démarrer une campagne de test. 

Délais de mise en service prévus. Fin 2008

Durée de mise au point prévue. 1er trimestre 2009

	9. conclusion générale


· Activité de maintenance importante : elle s’explique par le fait que les machines ont  été démarrées et utilisées de façon industrielle (7j/7, 24h/24) pendant 10 ans et que nous ne connaissons pas l’historique de la maintenance sur ces machines d’occasions. Aussi, il est difficile d’anticiper les pannes sur les différents éléments (pompage, gaz, RF, chiller, robot, électronique). La plupart des éléments étant soit obsolètes, soit spécifiquement fabriqués par TRIKON, les délais pour changer des pièces sont souvent très longs (en moyenne 6-8 semaines), causant l’arrêt de l’équipement. La présence de micro coupures EDF, complique sérieusement le problème en particulier pour identifier localement l’origine des défaillances électroniques. Le service 2I nous aide à répondre à ce type de pannes. 

· L’achat d’éléments de remplacement pour anticiper les « futures » pannes doit être considéré avec attention pour assurer le bon fonctionnement de la zone, ce qui représente un budget annuel conséquent. 

· Nombreux développement de procédés de gravure : 

· le démarrage de l’ICP3 a permis d’explorer la gravure par plasma de différents matériaux à l’échelle micrométrique et à  l’échelle nanométrique. 

· Le développement des technologies de fabrication des moules transparents pour le nanoimprint et de cristaux photoniques ont permis des avancées significatives en ce qui concerne la gravure du verre (pyrex, quartz, SiO2) à l’échelle nanométrique, soulignées dans le projet européen NAPA. 

· Augmentation du nombre de gravure de motifs nanométriques : nouvelles problématiques concernant la physico-chimie de la gravure, révélées à cette échelle. 


Nous devons améliorer la sélectivité de gravure par rapport au masque, par une modification de la fenêtre de procédé plasma, et en faisant une prospective sur le choix des résines spécifiques à la gravure et conservant des flancs parfaitement droits. 


L’augmentation du nombre total de gravure est significative, et tend vers un plateau autour de 1200-1300 gravures par an. L’ouverture vers la gravure plasma de nouveaux matériaux augmente significativement la partie « développement de procédé ». Compte- tenu de la complexité des équipements et de la grande diversité de procédés, il parait nécessaire de considérer 2 ingénieurs à plein temps dans cette zone. 

epitaxie par jet moleculaire
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Bâti Riber 2300 

· cellules Ga, In, Al, 2xAs2, CaF2, H (plasma)

· Rheed 20kV

· Spectromètre de masse (0-100)

· Pilotage informatisé du bâti (système LAAS)

· Bâti Riber 32P

· cellules Ga, In, 2xAl, As (cracker), N (plasma)

· Rheed 10 kV

· Spectromètre de masse (0-100)

· Réflectométrie dynamique accordable

· Pyromètre basse température
· Suivi optique de la position du substrat par caméra et laser
· Pilotage informatisé du bâti (système LAAS)

· Spectromètre Auger Riber OPC 105 3Kv
· Banc de photoluminescence rapide

· Banc de réflectivité

· Microscopes optiques

· 2 étuves Memmert (50-200°C et 50-300°C)

· 1 UVOCS

Nouveaux équipements
· Cellule Hydrogène

· Logiciel de contrôle développé en collaboration avec 2i

· Onduleur
· Ligne sous vide LN2
· Système à gravitation et séparation de phase pour l’alimentation en azote liquide des chambres d’épitaxie (VBC)
· Moteurs pour les caches des cellules du bâti 2300

· Détection de gaz (O2, AsH3)

	2. UTILISATEURS



PHOTONIQUE

	3. REFERENTS TEAM


· Alexandre ARNOULT (IR) : responsable de la zone

· Guy LACOSTE (IE)

	4. MAINTENANCES


· Bâti Riber 2300 :

· spectromètre de masse défectueux

· Bâti Riber 32P

· Août 06 : intervention de maintenance.

Remplacement de l’écran RHEED, démontage de la pompe cryogénique pour révision, remplacement d’un hublot, mise en place d’un nouveau cache (MDC), et nettoyage du hublot du pyromètre.

· Décembre 06 : remplacement du ventilateur de l’alimentation Al2.

· Décembre 06 : Démontage cellule Al2, remplacement du creuset dégazé, remplacement de la charge,  et vérification électrique de la cellule

· Modules d’introduction et de transfert : réparations pour causes de fuites.

· Depuis mars 2007 : déménagement de l’épitaxie en salle blanche
· Démontage des cellules d’effusion, jauges ioniques, et manipulateurs. Stockage dans des containers étanches.

· Démontage des deux pompes ionique pour remise à niveau.

· Séparation des chambres de croissance, d’introduction, de transfert, et du sas.

· Peinture des châssis des chambres UHV (avec l’aide d’A. Maiorano).

· Désassemblage et nettoyage des neuf baies de contrôle.

· Déménagement en salle blanche.

· Reconnexion des chambres UHV.

· Montage des pompes ioniques.

· Assemblage en cours des baies avec l’aide du service 2i

· Assemblage en cours des cellules, jauges, etc.

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· La décontamination de surface avant épitaxie par plasma d’hydrogène a été mise au point dans la chambre 2300. Nous avons obtenu d’excellents résultats, et la cellule est maintenant pleinement opérationnelle.

· Désoxydation assistée pas plasma d’hydrogène : grâce à l’hydrogène, nous avons réduit considérablement la température de départ d’oxyde sur GaAs, ce qui permet de conserver la structuration des surfaces avant reprise d’épitaxie

· Un nouveau procédé d’étalonnage des couches épitaxiées a été mis au point après croissance ; il s’agit de mesurer l’épaisseur des couches par microscopie électronique à balayage sur la tranche. L’analyse précise des clichés a nécessité la mise en place d’une procédure numérique bien adaptée aux multicouches de type miroir de Bragg. Le contraste par MEB se fait grâce à la modulation de teneur en aluminium (sombre pour les couches à forte teneur en Al).  Il a permis de mettre en évidence une légère dérive continue du flux d’aluminium, mais aussi des changements aléatoires de flux en cours de croissance provenant d’une cellule défectueuse, remplacée depuis. C’est donc un moyen de suivi puissant de l’étalonnage et de l’état de certaines cellules d’effusion.

· Démonstration de la faisabilité de lasers épitaxiés à basse température. Nous avons obtenu un laser GaAs/AlGaAs avec de bonnes caractéristiques sans passer par une croissance à 710°C. La croissance du GaAs à cette température est extrêmement sensible. S’affranchir de cette haute température est donc une avancée vers la fiabilisation de la croissance de tels lasers

	6. FORMATIONS


· Olivier Desplat (doctorant), formé sur la chambre Riber 2300 (cellule H2, nouveau logiciel de pilotage, épitaxie, étalonnages par RHEED)

· Moustapha Condé (doctorant), formé sur la chambre Riber 32P (épitaxie de couches complexes, étalonnages RHEED)

· Rémy Bossuyt (stagiaire CNAM), formé sur le banc de photoluminescence rapide

· Cours TEAM sur l’épitaxie par jets moléculaires. Par A. Arnoult

	7. BILAN


7.1. Bilan par technique ou équipement


Le bilan chiffré est le suivant : 89 épitaxies ont été réalisées sur la bâti 32P, et 90 sur le 2300. Bien que les bâtis soient arrêtés depuis mars 2007. Ce total de 179 épitaxies est supérieur celui de la période 2005/2006. Il valide la reconfiguration de l’équipement en 2 chambres pour les matériaux III-V.

7.2. Evolution au cours des dernières années

[image: image12.emf]Nombre d'épitaxies par an

0

50

100

150

200

250

300

1999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/2007

Riber 32P

Riber 2300


7.3. Analyse : 

Deux faits majeurs sont à souligner dans le bilan de cette année :

· la mise en service réussie du bâti 2300 pour l’épitaxie de matériaux III/V. Depuis la première épitaxie en juillet 2006, nous avons réalisé 89 épitaxies. Ce bâti est piloté par le nouveau système informatique développé par 2i.

· le déménagement de la zone depuis début mars 2007, qui a de fait interrompu l’activité scientifique de la zone.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 
Nouveau bâti :


Nous avons tenté au cours de la période d’épitaxier une structure multicouche asymétrique très épaisse et très complexe (plus de 100 couches épaisses, d’épaisseur et concentration différentes) sur substrat 3". Notre échec a mis en exergue les limites de nos bâtis.


La solution pour épitaxier ces couches est d’avoir une position de haute uniformité stable par construction géométrique de la chambre d’épitaxie ; ce que proposent tous les constructeurs de chambres d’épitaxie.


Si nous voulons au LAAS continuer à épitaxier des couches de type VCSELs, et ainsi posséder toutes les étapes technologiques jusqu’au composant, il est nécessaire et incontournable d’équiper la zone d’un bâti à géométrie horizontale (prix : de l’ordre de 1,2M€).

Diffraction X


La maîtrise de la croissance de couches contraintes (GaInAs, GaAsN, …) nécessite la caractérisation après croissance par un technique sensible au paramètre de maille perpendiculaire. La diffraction X haute résolution est le moyen le plus puissant pour analyser finement la composition, la contrainte, le taux de relaxation, etc.… de ces couches. Nous avons pallié jusqu’à présent à ce manque d’équipement au LAAS par des collaborations, notamment avec le CEMES. Cependant, le diffractomètre du CEMES adapté à nos analyses doit être reconfiguré entièrement pour nos échantillons, et ne peut donc pas être sollicité de façon systématique, comme il conviendrait de le faire… Il y a donc un besoin criant de ce moyen de caractérisation au LAAS. Le prix d’un tel équipement est de l’ordre de 200k€.

Remise en service de l’épitaxie après déménagement :

Nous prévoyons de reprendre les épitaxies début juillet 2007.

8.2. Procédés : 

Nous avons été sollicités par le groupe photonique pour la mise au point de nouveaux matériaux, à savoir :

· couches épaisses de GaAsN sur surfaces (111)

· dopage du GaAsN

· e jonctions tunnel à base d’azote

	9. conclusion générale



La zone est en pleine mutation. Nous avons déménagé en salle blanche, et nous sommes simultanément en exploitation de deux réacteurs d’épitaxie. Le bâti 2300 a clairement pour vocation la recherche amont, alors que le bâti 32P est utilisé pour la croissance de composants. Ces deux activités sont fondamentalement différentes et ne pourraient prendre place dans la même chambre 


L’utilisation de ces deux chambres est idéale pour le développement en parallèle d’axes de recherches différents.


Nous avons profité du déménagement pour faire la jouvence, simplifier et optimiser au mieux un bon nombre d’équipements. Ainsi, les pompes ioniques on été remises à niveau, nous avons repensé l’ensemble de l’agencement et fait recâbler toutes les baies, nous avons installé sur le Riber 32P de nouveaux moteurs de caches. Nous avons généralisé le nouveau système de pilotage des bâtis développé avec 2I (nouveau logiciel, nouveaux automates de contrôle de températures), simplifié les lignes de pompage des pompes Drytel, et enfin, installé un nouveau système d’alimentation en azote liquide, beaucoup plus économique.


Enfin, cette année a démontré que le bâti 32P est inadapté à la croissance de couches trop complexes et trop longues. Nous n’avons pas réussi à fournir une épitaxie pour les solitons de cavités nécessitant plus d’une centaine de couches, et surtout plus de douze heures de croissance. Ce malgré de très importants efforts en termes de temps bâti, et de temps humain.


Il est clair que si nous voulons tenir la place du LAAS dans l’épitaxie de composants de type VCSEL (double VCSEL, solitons de cavité, émission THz, ….), nous devons équiper la zone d’un bâti d’épitaxie à géométrie horizontale.

implantation ionique
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Implanteur AXCELLIS (EATON) de type NOVA 4206

	2. UTILISATEURS



PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, RTB

	3. REFERENTS TEAM


· Eric Imbernon IR CDD Responsable de la zone.

· Jean-Christophe Marrot TCE.

	4. MAINTENANCES


· Remise à niveau de l'implanteur effectuée par la société IBS de fin Juin 2006 à début Mai 2007.

	5. FORMATIONS


· Cours sur l’implantation ionique par H. Granier (cours TEZM)

	6. BILAN


6.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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126 implantations ont été réalisées jusqu'au départ de l'implanteur fin Juin 2006.
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6.2. Analyse : 


Durant la remise à niveau de l'implanteur, 2 solutions s'offraient à nous pour la prise en charge des implantations : l'AIME et IBS. La solution AIME n'a pas été possible car leur implanteur n'était pas encore en service. C'est donc la société IBS qui a effectué les implantations ioniques pour le laboratoire, à la charge des groupes de recherche jusqu'en janvier, puis à titre gracieux de janvier à mai. 

Au total, 183 plaquettes ont été traitées par IBS réparties parmi les groupes ISGE, MIS et M2D. Cependant, il y a eu des problèmes chez IBS qui ont entrainé des aléas durement ressentis par les chercheurs.  Cet aspect justifie pleinement  la nécessité de disposer d’un implanteur ionique au LAAS

	7. PROSPECTIVE


7.1. Equipements : 

L'implanteur sera de nouveau en service au LAAS au cours du mois de Juin.

	8. conclusion générale



Hugues Granier ayant pris la responsabilité du service TEAM, une réorganisation de la zone a été effectuée. Eric Imbernon (CDD) devient responsable de la zone. Cette prise de responsabilité renforcera encore les compétences dans cette zone puisque E. Imbernon dispose d’une grande expérience  des diverses phases de fabrication des composants notamment microélectroniques 


Durant la période concernée, peu d'activité dans la zone due à la remise à niveau de l'implanteur effectuée par la société IBS de juin 2006 à mai 2007. Nous avons choisi de faire sous-traiter les implantations par  IBS 


L'implanteur ionique est revenu au LAAS début mai et sera de nouveau en service au cours du mois de juin.
fours
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· Fours 4’’

· Tube d’oxydation propre 

· Tube d’oxydation Bore

· Tube d’oxydation Phosphore

· Tube de diffusion Phosphore

· Tube de recuit Aluminium

· Tube de Recuit SiGe                              (Libre service)

· Tube de dépôt LPCVD Recherche

· Tube de dépôt LPCVD Si3N4

· Tube de dépôt LPCVD Si Poly

· Tube vertical de dépôt LPCVD 

· Tube de recuit métaux                           (Libre service)

· Tube de recuit Polyimide                       (Libre service)

· Tube de recuit AsGa                              (Libre service)

· Réacteur de dépôt PECVD

Nouveaux équipements installés depuis Mai 2006

· Fours  6’’ (1 M€)

· Tube d’oxydation propre 

· Tube d’oxydation Bore   

· Tube d’oxydation Phosphore

· Tube de diffusion Phosphore

· Tube de recuit Aluminium

· Tube de dépôt LPCVD Recherche

· Tube de dépôt LPCVD Si3N4

· Tube de dépôt LPCVD Si Poly

· Système de sécurité gaz  80K€ 

· Réacteur  test pour préparer l’achat du  futur AlOx

	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE,  RTB, AIME, 

            TEAM

	3. REFERENTS TEAM


B.Rousset       IR (Responsable de Zone)
L.Bouscayrol AI

	4. MAINTENANCES


· PECVD  

· Changement Pompe et sécurité chiller        

· LPCVD Si3N4 4’’

· Réparation du cabinet de gaz et des sécurités 

· FOURS NEUFS  

            Panne de ‘Jeunesse’ (Intervention soutenue des personnes de la zone pour accélérer les procédures de démarrage)

· Circuit de refroidissement défectueux

· Vanne Papillon bloquée

· Tube LPCVD cassé

· Onduleurs et PC défectueux suite à des coupures du réseau électrique  général

· Centrales de gaz (Matériel défectueux)

· Pressostat sur centrale NH3

· Fuites H2 sur Centrale de détente

· Fuite O2 sur circuit de distribution

· Remarques  
· Participation active et conséquente du personnel de la zone à l’installation des nouveaux  fours 6’’pendant leur mise en place par le personnel de Centrotherm

· Par ailleurs, la plupart des fours standards ont été arrêtés pendant certaines phases de  l’installation des nouveaux équipements  Centrotherm. Ceci correspond à une durée d’au moins, 1 mois

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Adaptation du four de recuit  métaux pour les procédés de MIS.

· Etablissement des nouveaux procédés d’oxydation, de diffusion et de dépôt LPCVD sur les fours 6’’.

· Participation à la réalisation de membranes en SiON sur le nouveau tube 6’’ et sur le PECVD. (projet LAAS)

	6. FORMATIONS


· Une personne (Stage Ingénieur, de fin de cycle CNAM) formée à l’utilisation des fours, de l’ellipsomètre, du PECVD dans le cadre du projet LAAS Membranes épaisse 

· Cours sur la diffusion, cours sur l’oxydation, et cours sur  le LPCVD par B. Rousset (cours TEAM)
	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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7.2. Bilan par technique ou équipement
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7.3. Evolution au cours des dernières années
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7.4. Analyse : 
Le nombre de runs est plus élevé en 2007 par rapport à 2006 pour un nombre de plaquettes inférieur. Ceci est du à l’utilisation importante du four de recuit métaux et du four d’Alox dans lesquels le nombre de plaquettes traitées n’est que de 2 ou 3 par run. L’augmentation du nombre de recuits Alox explique aussi une ‘présence’  de Photonique plus importante en 2007 qu’en 2006.

La demande des autres groupes de recherche est à peu prés équivalente.

Le PECVD est toujours autant demandé et de plus en plus de procédés sont à la limite de ce que peut faire la machine actuelle (fortes épaisseurs).

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 
· De manière à pouvoir travailler sur la filière SiGe qui se met en place,  on étudie la possibilité de basculer tous les procédés du tube 4’’ Oxydation propre  sur le tube équivalent neuf 6’’. La même étude est prévue pour la réalisation de composants à base de GaN.

· Le nouveau four d’AlOx a été acheté chez AET; son installation est prévue fin 2007.

· La remise à niveau du tube LPCVD 4’’ Si3N4 doit être finalisée fin 2007 par les intervenants de 2I (projet COM2I)

Etat des procédures RTB en cours.

· L’appel d’offre pour l’achat d’un RTP Si et d’un RTP AsGa va être lancé début juin. Plusieurs machines ont été expertisées et le cahier des charges rédigé. La mise en service de ces équipements est prévue début 2008 

· En PECVD, étant donné les demandes de plus en plus fréquentes de dépôts d’épaisseur importante, d’une part, et à basse température, d’autre part, une recherche de nouveaux équipements utilisant une nouvelle génération de générateur Plasma a été commencée et doit être continuée. Une application permettant une ouverture technologique particulièrement intéressante est le lift-off de SiO2 ou Si3N4. Des démonstrateurs vont être réalisés en juillet chez BMR pour expertise de la faisabilité de ces procédés.

8.2. Procédés : 
· Les procédés de base fournis par la Société Centrotherm sur les fours 6’’sont à adapter précisément à notre technologie. Ce travail devrait être terminé fin 2007.

· Le projet LAAS sur la réalisation de membranes en SiON continu. 

	9. conclusion générale


· Le point principal pour l’année 2006 2007 est l’installation des nouveaux fours. Elle a  été très longue et problématique et a nécessité un investissement important des personnes de la zone. (Les problèmes ont été de tout ordre : Casse de tube de quartz, pénurie mondiale de tube en SiC, indisponibilité du personnel de Centrotherm, nombreuses pannes de ‘jeunesse’ du matériel…..).Cette phase est maintenant terminée. Nous sommes dans la période de prise en main des équipements au niveau matériel et procédés au moins jusqu’à la fin de l’année 2007.Cela dit, les équipements sont utilisés depuis le mois de février et ils correspondent exactement à notre attente. L’acquisition et l’installation de ces nouveaux fours est une réussite à laquelle ont largement contribué les personnes de la zone infrastructure.

· L’installation et la prise en main du système de sécurité des gaz reste à finaliser avec les personnes de la zone infrastructure, les personnes des zones EJM et implantation ionique qui ont acheté un complément à cette installation pour la détection de gaz dans leurs équipements.

· L’activité se résume essentiellement pour l’année écoulée à une activité de service, de mise en place d’équipements, de maintenance et d’expertise machine. Ce type d’activité sans participation active à des projets de recherche devrait se continuer en 2008 avec la prise en main des fours 6’’,  l’arrivée des RTP et du nouveau four d’AlOx.

· De plus, les anciens fours ne sont pas abandonnés, au contraire, ils sont demandés pour traiter de nouveaux matériaux comme le SiGe ou le GaN.

· Le parc machine de la zone four augmente en nombre d’équipements et en technicité et le personnel de la zone ne dispose pas du temps pour participer à des projets de recherche et assurer correctement le rôle de coordinateur de projet. Il faut donc envisager une personne de plus dans la zone.  

lithographie ÉLECTRONIQUE
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. ÉQUIPEMENTS


· Masqueur électronique RAITH150

· Bâti de dépôts PECS

· Presse METKON

· Remarque: Cession du TEM/STEM (colonne haute énergie) au CEMES en cours

	2. UTILISATEURS



ISGE, MINC, MIS, NANO, PHOTONIQUE, RTB, TEAM

	3. RÉFÉRENTS TEAM


· Franck Carcenac - IR : responsable de la zone, 

· Emmanuelle Daran - IR 

	4. MAINTENANCES


· Masqueur : changement de la pointe à émission de champ

· PECS : maintenance courante

	5. ÉVOLUTION DES PROCÉDÉS


· ZEP50A : résine positive ayant une résistance au plasma accrue / PMMA (pour le SiO2) – utilisation pour la gravure du SiO2. 

· maN2403 : Résine négative ayant une résistance aux plasmas accrue / PMMA – utilisation régulière pour la fabrication de moules pour l'impression par microcontact

	6. FORMATIONS


· Nombre de personnes formées : ~10 actions spécifiques de formation + suivi

· Nature des formations : 

· utilisation du logiciel de dessin par rapport aux règles de dessin et aux particularités de la lithographie électronique

· Préparation, enduction et développement des échantillons

· utilisation du PECS

· Analyse EDX

· Cours lithographie électronique et cours nanotechnologies (cours TEAM)

	7. BILAN


7.1. Bilan par technique ou équipement
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7.2. Évolution au cours des dernières années
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7.3. Analyse : 

Stabilité dans l'utilisation du masqueur. Les récents développements sur 2 nouvelles résines ont permis de mieux répondre aux besoins des demandeurs. L'accroissement du nombre de projets nécessitant cet équipement est à prévoir.

Sans parler de surcharge, la pression de la demande de réalisations est forte par rapport à la disponibilité des opérateurs possibles. Les insolations de longue durée (>3h) sont en augmentation.

Le fonctionnement de la zone repose sur l'ouverture et la formation de personnels permanents. Le manque de personnel technique nous a conduit à former des chercheurs à l'utilisation du masqueur et aux procédés associés. Ce fonctionnement semble convenir à l'ensemble des utilisateurs et pourrait être étendu. 

Augmentation de l'utilisation du bâti de dépôts PECS lié à ses particularités qui sont : sa vitesse de dépôt très faible permettant le contrôle précis de l'épaisseur pour des dépôts granulaires et son principe de fonctionnement (pulvérisation ionique – l'échantillon ne se situe pas dans le plasma). 

	8. PROSPECTIVE


8.1. Équipements : 

8.1.1. Déménagement du masqueur : 
Le déménagement du masqueur est retardé par la résolution des problèmes de charge au sol et de vibrations  du plancher du bâtiment G.

La solution passe obligatoirement par une plate-forme d'amortissement statique d’un coût d’environ 20k€ (délais entre 5 et 12 semaines suivant le fournisseur) 

8.1.2. Investissements possibles: 
· Nouvelle version logiciel. Prix pas encore connu

· Extension des capacités : insolation en continu sans raccord de champ. Coût ~160k€

8.2. Procédés : 

· Généralisation de l'automatisation des procédures de "Mix & Match".

· Etude et déploiement de résines à la fois Electro et UV-sensibles pour la technique de "Mix & Match"

	9. conclusion générale



La zone lithographie électronique et l'ensemble des intervenants semblent avoir atteint une certaine maturité. Afin de la rendre pérenne, un poste d'assistant ingénieur (AI) sera nécessaire à terme.

Par ailleurs, la lithographie électronique est une technique relativement lente. La formation associée est longue (plusieurs mois). Afin de mieux répondre à la demande croissante de réalisation de nanostructures sur support 4" (et bientôt 6" ?), tant pour les projets internes qu'externes, le développement de techniques de réplications par "lithographies douces" est nécessaire. 


Le couplage entre ces deux techniques est très fort puisque la première fournit les "masques" nécessaire à la deuxième. Un investissement des intervenants TEAM de la zone lithographie électronique est prévu par le biais d'un groupe de travail ouvert dirigé par Emmanuelle Daran, responsable de la nouvelle zone de nano-impression UV


Comme souligné le recrutement d’un AI permettrait de libérer les contraintes sur la pression de travail et contribuerait au développement de nouveaux procédés

Nano-impression uv
(Bilan des activités de décembre 2006 à mai 2007)

	1. ÉQUIPEMENTS


Nouvel équipement:

· Option NIL sur EVG 620 : Nanoimprint (installée en décembre 2006)

	2. UTILISATEURS



TEAM

	3. RÉFÉRENTS TEAM


· Emmanuelle Daran – IR :responsable de la zone

· Laurent Jalabert – IR : 

· Jean-Baptiste Doucet – AI 

· Franck Carcenac – IR 

	4. MAINTENANCES



Aucune : équipement neuf

	5. ÉVOLUTION DES PROCÉDÉS


· Mise au point du procédé de nano-impression en cours. Deux résines ont été testées : 

· UV Cure (MRT) : donne un fond de motif important, très bonne résolution (<40nm)

· Amonil MMS4 (AMO) : épaisseur plus faible (160nm), fond de motif plus homogène et plus faible, très bonne résolution (<40nm)

Problème rencontré : transfert non homogène des motifs du fait d’un manque de contrôle et d’ajustement de la planéité des surfaces en vis-à-vis avec l’outil NIL sur l’EVG 620

Un document regroupant les différents tests réalisés pour la mise au point des procédés ainsi qu’une étude sur les équipements existants sur le marché est en cours de rédaction.

	6. BILAN



Nous rencontrons des difficultés dans la mise au point du procédé liées d’une part au manque de formation sur la machine et d’autre part aux spécificités de l’équipement.


Néanmoins, nous avons mis au point un procédé de fabrication de moules en verre (lithographie électronique et gravure), ce qui nous a permis de réaliser des moules et de faire de nombreux tests sur l’option EVG.


Les tests sont tout à fait satisfaisants en termes de résolution mais ne le sont pas du tout en termes de surface imprimée. Nous n’avons pas réussi pour l’instant à reproduire de façon uniforme l’ensemble des motifs présents sur le moule et couvrant une surface limitée par un mésa d’environ 1cm2. Le nettoyage des moules après imprint pose des problèmes sérieux. 

	7. PROSPECTIVE


· Équipements : 

· Projet d’achat d’un équipement dédié au Nano-imprint dans le cadre de la RTB 2007 (budget de l’ordre de 500k€)

· Un système de traitement des moules en phase vapeur devrait être testé prochainement. Si les tests sont concluants, il serait intéressant de prévoir un budget pour cet équipement.  

· Visite chez les différents fournisseurs ainsi que tests en cours : il faut prévoir plusieurs déplacements en 2007-2008 pour tester les équipements des 5 fournisseurs (Molecular Imprint, EVG, Nanonex, Suss Microtech, Obducat)

· Une formation des personnels TEAM sur EVG 620 impliqués est prévue pour :

· Définir et comprendre précisément les nouveaux paramètres machine

· proposer un process type d’impression UV (information sur les moules, la résine, le process).

7.1. Procédés : 

· Essayer d’autres types de moules (moule PDMS, moules tri couche)

· Essayer d’autres résines (résines du commerce et résines développées en interne)

	8. conclusion générale



A notre connaissance seule la plateforme RTB de Grenoble possède un équipement de nano-impression UV. Les besoins sont croissants au sein du laboratoire, comme l’a montré l’enquête que nous avons réalisée au cours de l’année passée, mais aussi dans le cadre des demandes RTB. 


Cette technique est fortement liée à la lithographie électronique. D’une part pour la réalisation des moules, d’autre part pour produire plus rapidement et donc en plus grande quantité les échantillons structurés à l’échelle nanométrique qui aujourd’hui nécessitent l’utilisation systématique du masqueur électronique (mis à part les dépôts localisés réalisés par micro contact printing au sein du groupe NBS). Il nous semble important et pertinent que le LAAS développe cette technologie.


Avec l’implication importante de Laurent Jalabert en gravure depuis 2004, son futur départ au LIMMS pour 2007, et le temps partiel d’Emmanuelle Daran et son implication en lithographie électronique, il faudra être vigilant à ce que le développement de cette technique ne soit pas ralenti. La mise en place d’un groupe de travail (impliquant des personnels TEAM et des chercheurs intéressés par le sujet) permettra, nous l’espérons, de conserver une dynamique importante. Le recrutement d’un IE permettrait une continuité dans la mise au point des procédés, car pour l’instant personne ne peut consacrer suffisamment de temps au développement de cette nouvelle technique au laboratoire.


Nous espérons d’une part que les visites chez EVG et chez AMO, et que d’autre part  les essais à venir avec de nouveaux types de moule, permettront de lever le verrou technologique qui pour l’instant bloque l’évolution du procédé.

assemblage
(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· 1 Kulicke et Sofa 484 wedge thermosonique (fils Al  25 µm)

· 1 Kulicke et Sofa 4127 wedge thermosonique (fils Al  100 µm)

· 1 Kulicke et Sofa 4123 wedge thermosonique (fils Au  25 µm)

· 1 Kulicke et Sofa 4124 ball thermosonique (fils Au  25 µm)

· 1 machine de report de puces par eutectique SET

· 1 machine de report de puce par eutectique KS 648

· 1 machine de report de puces Tresky 4907

· 1 testeur sous pointes SET tr5230

· 1 scribing Karl Suss

· 1 scribing Marcel Aubert

· 1 Substrate bonder Logitech

· 1 Polisseuse Logitech PM5

· 1 Polisseuse Ecomet III

· 3 Etuves

· 1 Profilomètre Tencor P1

· 1 scie diamantée Disco DAD 321

· 1 Delvotek wedge thermosonique (fils Al ou Au de 25 à 100 µm)

· 1 machine de flip chip Suss Microtech FC 150 
· 1 polisseuse mécano chimique Logitech CDP41

· 1 grinder G&N MPS 300R

· 1 wafer bonder AML AWB04

Nouveaux équipements
· 1 TPT HBT16 microsoudeuse wedge, ball, ruban (fils Or, Al, Cu)

· 1 ultron UH115 nettoyage de plaquettes par brossage

· 1 ultron UH117 montage de plaquettes sur cadre avant découpe

· 1 machine de report de puces Tresky 3000

· 1 carotteuse ultrasonique Fischione
	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, RTB, 2I, TEAM

	3. REFERENTS TEAM


· Hugues Granier (IR) Responsable de zone (jusqu’à mars 2007)

· Thierry DoConto (TCE)

· David Colin (AJT)

· Samuel Charlot (IE-CDD) depuis mars 2007

	4. MAINTENANCES


· Déménagement de la zone dans l’extension de la centrale de technologie.

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· Polissage mécano chimique de SU8

	6. FORMATIONS


· Utilisation de microsoudeuse K&S 484 (3 personnes)

· Utilisation des machines de report de puces (10 personnes)

· Initiation à l’utilisation de la FC150 (3 personnes) à poursuivre

· Initiation à l’utilisation du wafer bonder (4 personnes)

· Cours sur les technologies d’assemblage (cours TEAM)

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :

Nous distinguons deux types d’opérations : la découpe, et l’assemblage
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Le total des opérations de découpe s’élève à  661 (+15.5%)

[image: image23.emf]Opérations d'assemblage
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Le total des opérations d’assemblage (tout sauf la découpe) s’élève à  2027 (-12.25%)

Le nombre total d’opérations est de 2688 (-6.3%)

7.2. Evolution au cours des dernières années
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7.3. Analyse : 


Malgré le déménagement qui a causé un arrêt de près de un mois et demi de l’activité on note une stabilité de l’activité. Toutefois il convient de remarquer des modifications de la nature des demandes de deux ordres :

· Traitement de séries de composants (jusqu’à une centaine) 

· L’activité autour du traitement de wafers entiers (polissage, wafer bonding) est en augmentation. Preuve de la pertinence des choix d’équipements faits


La très grande diversité des techniques à mettre en œuvre et le grand volume de composants à traiter en un laps de temps court est source de manque de disponibilité pour développer pleinement les potentialités des équipements disponibles. Pour pallier à cela nous avons initié la formation d’un nombre restreints d’utilisateurs sur des équipements spécifiques en rapport avec leurs travaux de recherche. Cette démarche n’est pas sans risque au niveau du suivi des machines et sera évaluée dans les mois à venir.


Du fait de la prise de responsabilité de H. Granier la zone a été réorganisée. S. Charlot est intégré au sein de la zone. En dehors des travaux qu’il conduit pour le projet de recherche sur lequel il a été embauché il apporte son soutien à l’activité d’assemblage. Ses compétences seront également utiles lors de l’installation de la machine de sérigraphie. Il dispose déjà d’une expérience en ce domaine.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

L’achat de la machine de sérigraphie en est à la phase administrative, rédaction de l’appel d’offre. Celui-ci devrait se terminer à l’automne pour une livraison en fin d’année. La mise en service peut donc en être prévue lors du premier trimestre 2008.

Le développement des activités de polissage sur des matériaux aussi divers que le cuivre, le silicium pour des applications MOS, les polymères implique l’achat à court terme d’un support d’échantillons et de d’un plateau supplémentaire afin d’éviter les problèmes de contaminations.

A plus long terme la professionnalisation des opérations de soudure et de montage passera par l’acquisition d’un équipement de test.   

8.2. Procédés : 

De nombreux procédés devraient être développés a condition de disposer du temps nécessaire pour leur mise au point : planarisation des polymères, amincissement des plaquettes, création d’une filière flip-chip en concertation avec d’autres zones.

	9. conclusion générale


L’activité globale est stable depuis trois ans. 

Le déménagement  maintenant terminé s’est déroulé avec succès.

Afin de répondre au mieux et le plus rapidement possible aux sollicitations, nous formons des utilisateurs sur des équipements spécifiques en accordant un soin particulier à la surveillance de cette évolution.

Suite à la réorganisation de la zone le maintien d’un nombre suffisant de personnes pour répondre aux diverses sollicitations a été permis par l’implication de S. Charlot (CDD). Ce choix parait d’autant plus judicieux que S. Charlot possède déjà des compétences dans les champs couverts par la zone. 

CaractErisations

(Bilan des activités du 25 mai 2006 au 18 mai 2007)

	1. equipementS


· AFM avec un module de SCM et un module de SSRM en libre service après formation

· MEB Hitachi S4800 avec système d'analyse EDX en libre service après formation

· Profilomètre mécanique KLA Tencor  P10 en libre service

· Profilomètre mécanique Tencor  P1 en libre service

· Profilomètre optique Veeco en libre service

· Ellipsomètre Horiba Jobin Yvon en accès contrôlé

· Résistivimètre en libre service

· Mesure d’angle de la goutte en libre service après formation

· Métrologie du masqueur laser

	2. UTILISATEURS



MINC, MOST, PHOTONIQUE, NANO, MIS, M2D, ISGE, RTB, TEAM

	3. REFERENTS TEAM


· Monique Dilhan (IR) responsable AFM

· Véronique Conedera (IR) responsable Profilomètres, Microscopes optique, Goutte

· Franck Carcenac (IR) responsable MEB

· Bernard Rousset (IR) responsable Ellipsomètre, Résistivimètre

· Pierre-François (IR) responsable Métrologie du masqueur laser

· Emmanuelle Daran (IR) (AFM)

· Laurent Mazenq (AI) (MEB, Profilomètres, Microscopes optique.)

· Laurent Bouscayrol (AI) (Ellipsomètre, Résistivimètres)

· David Bourrier (AI) (Profilomètres)

· Jean-Baptiste Doucet (AI) (Profilomètres)

· David Colin (AJT) (Profilomètres, microscopes opt.)

	4. MAINTENANCES


· MEB : la machine est sous garantie jusqu'en mai 2008, la pointe du canon à émission de champ est, elle, garantie jusqu'en mai 2011.

· AFM : changement de pointes régulièrement.

· Profilomètre P10 : changement d’une alimentation et calibration des 3 gammes de mesures.

· Ellipsomètre: extension de la garantie de 6 mois du monochromateur, jusqu’à fin juin 2007.

· Métrologie du masqueur laser : lubrification des axes de la table XY.

	5. EVOLUTION DES PROCEDES


· AFM : mise au point d’un protocole de mesure de potentiel ; utilisation de nouvelles pointes pour la caractérisation de structures submicrométriques gravées (pointes NanoWorld).

· MEB : installation de l’analyse EDX ; fabrication de porte-échantillons.

· Ellipsomètre: rédaction d’un fascicule d’aide à l’utilisation par C. Molliet.

	6. FORMATIONS


· AFM : 19 doctorants, 1 permanent.

· MEB : environ60 personnes : observations MEB, compléments MEB, aide à l'observation d'échantillons complexes, analyse EDX et 

· Cours TEAM microscopie électronique à balayage dispensé par F. Carcenac

· Ellipsomètre: 3 doctorants

	7. BILAN


7.1. Bilan par groupes utilisateurs :
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7.2. Bilan par technique ou équipement

· MEB : ~60 utilisateurs formés et enregistrés sur 1 an ... c'est très lourd ! Le flux devrait se maintenir à cause de la venue d'un autre microscope pour lequel il faudra reformer à l'utilisation de ce nouvel appareil les anciens utilisateurs ainsi que les nouveaux.

· Profilomètre P10 : outil très sollicité pour caractériser la majorité des dépôts et gravures. L’achat d’un nouveau profilomètre est à envisager le P1 étant en fin de vie et n’étant plus maintenu par le fabricant. Cette évaluation sera faite après l’entrée en service du profilomètre confocal qui pourrait résoudre en partie la sur occupation constatée.

7.3. Evolution au cours des dernières années
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7.4. Analyse : 

· AFM : stabilisation de l’activité.

· MEB : trop d'utilisateurs pour une seule machine. Obligation de limiter le temps d'utilisation : 2h max par jour et par personne.

	8. PROSPECTIVE


8.1. Equipements : 

· AFM : Besoin d’une formation plus approfondie sur la métrologie des pointes (outil de déconvolution pour correction d’image et de profil), l’influence des différents paramètres machine (réglage optimal suivant les types de surface et de structures). Possibilité d’un débattement en Z plus grand pour caractérisation de microlentilles par exemple.

· MEB : Un deuxième, possédant des caractéristiques complémentaires au MEB existant, est prévu au titre de la RTB 2007. Il devrait permettre : un accès moins contraint; l'analyse EDX sur échantillons isolants (par  transfert du système actuel); une encore plus grande facilité d'observation sur échantillons isolants par neutralisation des charges, mais une résolution plus faible; un peu plus de maintenance (changement de filament et nettoyage du canon réguliers).

· Profilomètre confocal : prévu dans le cadre de la RTB 2007 l’expertise est en cours avec notamment l’essai sur notre site d’un équipement en juin 2007.

8.2. Procédés : 

· AFM: Méthodologie pour les mesures de rugosité (s’affranchir des effets de pointes, échantillon  témoin).

	9. conclusion générale


· AFM: c’est un outil de caractérisation en libre service qui demande du temps de formation et du temps de maintenance « à la volée » pour les changements de pointes et les « débogages ».

· MEB: Pas de problème particulier. La demande de formation est parfois lourde à supporter en termes de temps disponible. Il faut envisager d’habiliter des formateurs.


L’affectation d’une personne pour la gestion des équipements de caractérisation semble nécessaire afin d’en tirer le meilleur parti. De plus cela permettrait de dégager du temps aux différents intervenants sur cette zone qui assurent par ailleurs des responsabilités dans d’autres activités.

 COMTEAM 2006 – 2007

BILAN PAR PROJETS RTB
Tableau bilan des projets RTB
	Référence
	Demandeur
	Contact 
	Correspondant 
	Titre
	Action
	Date
	Terminé

	
	Chercheur
	Laboratoire
	d'entrée
	technique
	
	
	
	

	RTB-06-07-1
	JL VIOVY
	Institut Curie
	H Camon
	M Dilhan
	Chromatomopinces
	Dév
	3/11/05
	 

	RTB-06-07-2
	V PERRUT
	RECIF
	P. Pons
	E Imbernon
	Moules en Silicium
	Dév
	16/2/06
	 

	RTB-06-07-3
	J GRISOLIA 
	LNMO
	C Vieu
	F Carcenac
	Nano particules dans une couche ultra mince
	Coll
	16/2/06
	 

	RTB-06-07-4
	J GRISOLIA 
	LNMO
	C Vieu
	F Carcenac
	Dépôt de nanoparticules 
	Coll
	16/2/06
	 

	RTB-06-07-5
	A R BAZER 
	CESR
	D Estève
	P F Calmon
	SPAD
	Coll
	21/1/06
	 

	RTB-06-07-6
	G MOLNAR 
	LCC
	C Vieu
	F Carcenac
	Mémoires moléculaires
	Coll
	15/2/06
	 

	RTB-06-07-7
	D REBIERE
	IMS
	P. Menini
	V Conédéra
	Réalisation de dispositifs à ondes acoustiques
	Dév
	28/2/06
	 

	RTB-06-07-8
	P FAU
	LCC
	M Brunet
	M Dilhan
	Nano matériaux- couches photosensibles
	Dév
	8/3/06
	 

	RTB-06-07-9
	B RAQUET
	LNCMP
	C Vieu
	F Carcenac
	Nanotubes sous fort champs magnétique
	Dév
	10/3/06
	 

	RTB-06-07-10
	 BRILLOUET
	KLOE
	V Conédéra
	V Conédéra
	Développement d'une puce optique spécifique
	Dév
	17/3/06
	 

	RTB-06-07-11
	J CANOT
	Essilor
	A Marty
	V Conédéra
	Composants optiques pixellisés
	Coll
	20/4/06
	 

	RTB-06-07-12
	V BLEY
	LGET
	H Granier
	H Granier
	Amincissement de céramiques
	Sout
	11/5/06
	X

	RTB-06-07-13
	V PAVEAU
	Innopsys
	C Séverac
	F Carcenac
	Réalisation d'un masque
	Sout
	1/6/06
	X

	RTB-06-07-14
	 J VIGUE
	IRSAMC
	N Fabre
	M Dilhan
	Fentes
	Dév
	6/6/06
	X

	RTB-06-07-15
	F CONSEIL
	MBDA
	C Rossi
	M Dilhan
	Réalisation de pont semi-conducteur
	Dév
	9/6/06
	X

	RTB-06-07-16
	O JONES
	Freescale
	JL Sanchez
	M Dilhan
	Ecran Tactile monocouche
	Dév
	9/6/06
	X

	RTB-06-07-17
	ZAMKOZIAN F
	LAM
	H. Camon
	V Conédéra
	Actionneur pour l'optique adaptative
	Dév
	1/1/06
	 

	RTB-06-07-18
	S BRIDA
	Auxitrol
	B Rousset
	B Rousset
	Dépôts 
	Sout
	10/7/06
	X

	RTB-06-07-19
	S BRIDA
	Auxitrol
	B Rousset
	B Rousset
	Dépôts 
	Sout
	6/9/06
	X

	RTB-06-07-20
	L AURET
	Néosens
	AM Gue
	L Mazenq
	Mise au point de dépôt de plomb
	Dév
	14/9/06
	 

	RTB-06-07-21
	J B DABAN
	LUAN
	PF Calmon
	PF Calmon
	Réalisation d'un masque :Filtre Apodiseur binaire
	Sout
	19/9/06
	X

	RTB-06-07-22
	A VIVET
	CEM2
	S Bonnefont
	JB Doucet
	Guides d'ondes à cristaux photoniques
	Col
	1/10/06
	 

	Référence
	Demandeur
	Contact 
	Correspondant 
	Titre
	Action
	Date
	Terminé

	
	Chercheur
	Laboratoire
	d'entrée
	technique
	
	
	
	

	RTB-06-07-23
	L HIRSCH
	IMS
	P. Menini
	PF Calmon
	Afficheur organique
	Dév
	16/10/06
	 

	RTB-06-07-24
	M MONTHIOUX
	CEMES
	C Vieu
	F Carcenac
	Contactage de nanotubes de carbones hybrides
	Col
	8/10/06
	 

	RTB-06-07-25
	P GILET
	CEA-LETI
	G Almuneau
	JB Doucet
	VCSEL
	Col
	19/10/06
	 

	RTB-06-07-26
	W ESCOFFIER
	LNCMP
	C Vieu
	F Carcenac
	Nanotubes de carbone sous CMP
	Col
	20/11/06
	 

	RTB-06-07-27
	E DUJARDIN
	CEMES
	C Vieu
	F Carcenac
	Electrodes micrométriques
	Col
	22/11/06
	 

	RTB-06-07-28
	P WARIN
	CEA-SP2M
	C. Fontaine
	A Arnoult
	SpinOptic
	Dév
	7/12/06
	 

	RTB-06-07-29
	G WANTZ
	IMS
	B Rousset
	B Rousset
	Substrats pour OFETS
	Sout
	8/1/07
	X

	RTB-06-07-30
	N JAFFREZIC
	Univ Lyon
	P Temple 
Boyer
	M Dilhan
	Structures EIS
	Col
	2/2/07
	 

	RTB-06-07-31
	S LORTHOIS
	IMFT
	AM Gue
	D Bourrier
	Quantification du débit sanguin
	Dév
	14/2/07
	X

	RTB-06-07-32
	L MONTES
	CIME
	B Rousset
	B Rousset
	CIME TP PloySi
	Sout
	22/2/07
	X

	RTB-06-07-33
	C PARANTHOEN
	Lens Foton
	T Camps
	JB Doucet
	Lambda Access
	Col
	27/3/07
	 

	RTB-06-07-34
	F BAQUE
	CEA-LTTS
	PF Calmon
	PF Calmon
	Masques
	Sout
	27/3/07
	 

	RTB-06-07-35
	P BACCHIN
	LGC / IMFT
	AM Gue
	D Bourrier
	Microsystèmes de filtration
	Dév
	27/3/07
	 

	RTB-06-07-36
	P DURU
	IMFT
	AM Gue
	D Bourrier
	Formation de dépôt sur micro-filtres
	Dév
	27/3/07
	 

	RTB-06-07-37
	JJ SIMON
	TECSEN
	H Granier
	H Granier
	Capteur Microfluidique
	Dév
	30/3/07
	 

	RTB-06-07-38
	P KLEIMANN
	INL
	M Brunet
	P Dubreuil
	Grilles de silicium micro perforées 
	Sout
	16/4/07
	 


chromatopinces
	DEMANDEUR
	Institut Curie 

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 1

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J L Viovy

	CHERCHEUR contact LAAS
	H Camon

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	P Nano

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de dispositifs  de nano manipulation pour l’étude de la chromatine

	DUREE ESTIMEE
	12 mois

	DEBUT
	11 - 05

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : Les premiers dispositifs ont été réalisés, les résultats obtenus étaient satisfaisants. Un deuxième run est en cours.


Moules en Silicium
	DEMANDEUR
	RECIF

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 2

	CorrespondantS TEAM
	E Imbernom (IR CDD)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	V Perrut

	CHERCHEUR contact LAAS
	P. Pons

	Accueil de personnes
	V Perrut , L Rabbia

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Etudier les propriétés de surface de matériaux microstructurés

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	02 - 06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : Renouvellement  de la demande pour 2007


NANOparticules dans une couche ultramince
	DEMANDEUR
	LNMO

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 3

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J Grisolia

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	J Grisolia, C Dumas

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Synthèse de nano particules de silicium enfouies dans une très fine couche de silice par implantation basse énergie

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	02-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Aucunes difficultés rencontrées. Nous avons au contraire toujours eu un accueil très favorable et dans une certaine manière « favorisé ». Lors de panne de matériel constaté, nous avons toujours eu des contacts privilégiés avec les responsables de zones en salle blanche.

Depuis le début du projet, nous avons écrit 7 publications dans des revues internationales ou congrès qui ont utilisé au moins partiellement les moyens mis à disposition de la centrale technologique, essentiellement : réalisation de masque optique, photolithographie, oxydation thermique, métallisation, mesures I(V) et C(V)…



	Evolution dans les six prochains mois : 

Utilisation de l’alignement de masque optique pour petits échantillons (MJB3),

Demande de réalisation d’électrodes au masqueur électronique, 

Elaboration d’un process pour la réalisation de transistors de type MOS basée sur une grille isolante contenant des nanoparticules de silice : les besoins en masqueur électronique et implantation ionique seront alors plus importants.




depot de nanoparticules
	DEMANDEUR
	LNMO

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 4

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J Grisolia

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	J Grisolia, B Viallet, J Carrey, L Ressier

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ACI « NADIR »

	NATURE DES TRAVAUX
	Optimisation d’un dépôt de monocouches organisées de nano particules d’or sur un substrat de SiO2/Si

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	02-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Aucunes difficultés rencontrés. Nous avons au contraire toujours eu un accueil très favorable et dans une certaine manière « favorisé ». Lors de panne de matériel, nous avons toujours eu des contacts privilégiés avec les responsables de zones en salle blanche

Depuis le début du projet, nous avons écrit 4 publications dans des revues internationales ou congrès qui ont utilisé au moins  partiellement les moyens mis à disposition de la centrale technologique, essentiellement : oxydation thermique, lithographie UV, métallisation, découpes…



	Evolution dans les six prochains mois : 

Utilisation plus intensive du MEB à effet de champ

Réalisation d’un masque optique 

Demande de réalisation de peignes interdigités au masqueur électronique (début septembre, 1 plaquette tous les deux mois, à confirmer et à discuter !!!)




Single Photon Avalanche Detector
	DEMANDEUR
	CESR

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 5

	CorrespondantS TEAM
	P F Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	A R Bazer Bachi

	CHERCHEUR contact LAAS
	D Estève

	Accueil de personnes
	D Pellion

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	PPF 

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude et réalisation d’un détecteur de photon unique dans le domaine du visible

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	01- 06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Problèmes sur les implantations ou les recuits

	Evolution dans les six prochains mois : 


 Mémoires moléculaires
	DEMANDEUR
	LCC

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007-6 

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	G Molnar

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	G Molnar, L. Salmon (depuis fin 2006)

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de nouveaux concepts de stockage de l’information

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	02/06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

- Nous avons réussi à fabriquer par lithographie électronique, assemblage « couche-par-couche » et lift-off des réseaux de motifs (30 nm – 20 m) de matériaux moléculaires à transition de spin autour de la température ambiante. Ces travaux font l’objet d’un brevet LCC-LAAS (dépôt du brevet français le 17/03/2006 et extension PCT le 19/02/2007), ainsi qu’un article VIP à « Advanced Materials » qui est sous presse. 

- Nous avons également réussi à reproduire ces motifs par microcontact-printing et assemblage « couche-par-couche ». Cette étude est encore en cours de finition et devrait être publiée courant 2007.

- Nous avons adapté à nos besoins une méthode développée au LAAS pour la fabrication des nano-électrodes (« peignes ») et leur assemblage en TO8. Des améliorations sont encore nécessaires pour obtenir un procédé bien reproductible. 
Evolution dans les six prochains mois : 

1. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu obtenir un financement ANR PNANO de 4 ans (2007 – 2010). L’argent ANR est versé directement sur le compte de l’équipe Nanobiosystèmes. Avec ce budget, nous allons recruter un CDD (postdoc) à partir de septembre 2007 pour ce projet, qui sera localisé au LAAS dans l’équipe Nanobiosystèmes. Pour ces raisons, nous souhaitons modifier le statue de notre projet et de le continuer sous la forme d'un projet LAAS (au lieu de l’accueil RTB) - demande déjà fait auprès de Monique DILHAN.


	En ce qui concerne les travaux technologiques :

· Nous planifions la réalisation des motifs de nos matériaux sur des nano-électrodes pour commencer l’étude des propriétés électriques de ces nano-objets. Ceci implique des étapes de photolithographie, lithographie électronique et métallisation (et éventuellement des nouveaux masques pour la photolithographie) à partir de septembre 2007. 

· Nous planifions également de nouvelles insolations au Raith150 (courant juillet ?) avec des motifs modifiés pour des besoins de la spectroscopie infrarouge que nous souhaitons utiliser pour la caractérisation des nano-objets.

· Nous planifions le début des travaux sur des propriétés optiques de nos nouveaux nano-objets vers novembre 2007. (Tâches à définir.)




REALISATION DE DISPOSITIFS A ONDES ACOUSTIQUES

	DEMANDEUR
	ims

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 7

	CorrespondantS TEAM
	V Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	D Rebière

	CHERCHEUR contact LAAS
	P Menini

	Accueil de personnes
	V Raimbault

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de lignes à retards à ondes de Love

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	01-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Problèmes sur la réalisation des lignes interdigitées d’une résolution de 2µm

	Evolution dans les six prochains mois : -transférer le procédé sur un nouvel échantillon : le langasite 


nanomatériaux et solutions photosensibles

	DEMANDEUR
	LCC

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 8

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Fau

	CHERCHEUR contact LAAS
	M Brunet

	Accueil de personnes
	P Fau, C Barrière

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ANR PNANO

	NATURE DES TRAVAUX
	Utilisation des systèmes de métrologie en salle blanche et de caractérisations électriques

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


nanotubes de carbone sous fort champ magnetique

	DEMANDEUR
	LNCMP

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 9

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	B Raquet

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	S Nanot

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ACI « nano sciences »

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de nano connections  par lithographie électronique

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	02/06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires :  RAS

	Evolution dans les six prochains mois : 2 ou 3 séances de lithographie électronique + lift-off et découpe

Préparation d’un nouveau wafer par lithographie optique (avec formation)? (à vérifier)


Développement d’une puce optique specifique

	DEMANDEUR
	KLOE

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 10

	CorrespondantS TEAM
	V Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	N Brillouet

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	N Brillouet, C Aubert

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’un trou conique en silicium en 2 étapes

	DUREE ESTIMEE
	18 mois

	DEBUT
	03/06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : synthèses de sol gel réalisées chez KLOE

	Evolution dans les six prochains mois : optimiser le procédé pour augmenter le rendement


Composants optiques pixellisés

	DEMANDEUR
	ESSILOR

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 11

	CorrespondantS TEAM
	V Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J P Canot

	CHERCHEUR contact LAAS
	Antoine Marty

	Accueil de personnes
	J. BALLET, S. VINSONNEAU,  S. ARCHAMBEAU, 

F. BERIT DEBAT, 
Doctorants du labo commun autres que ceux du LAAS :

I. SAVIN,  J. NAVARRO, +.... (1 doc CIRIMAT)

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	Laboratoire commun PIXCELL (ESSILOR/LAAS/LAPLACE/CIRIMAT)

	NATURE DES TRAVAUX
	Technologies polymères, électrodes transparentes (ITO) : 

        Microstructuration, intégration 3D :  

            ((  Ink jet, dépôts métalliques, photolithographie,     

                     laminage, caractérisations, …

	DUREE ESTIMEE
	à partir du renouvellement du labo commun (en cours de préparation)  (  + 3 ans

	DEBUT
	En cours

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 

         ( Installation en juillet d'une nouvelle machine d'Ink Jet acquise par ESSILOR et en remplacement de la machine existante.

         ( Installation en fin d'année 2007 de la machine de dépôt PVD multichambre (ITO, …)  acquise en partie grâce au soutien "Région- Ministère (FCE)" de PIXCELL Lab. 


Amincissement de ceramiques

	DEMANDEUR
	LGET

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 12

	CorrespondantS TEAM
	H Granier (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	V Bley

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Amincissement de 5 échantillons

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	05-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


developpement d’un scanner de biopuces

	DEMANDEUR
	INNOPSYS

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 13

	CorrespondantS TEAM
	Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	V Paveau

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Séverac

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’un masque + Découpe

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	06-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


fentes de collimation

	DEMANDEUR
	IRSAMC

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 14

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J Vigué

	contact LAAS
	N. Fabre

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation sur une membrane d’une série de fentes calibrées

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	06-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


realisation de pont semiconducteur

	DEMANDEUR
	MBDA

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 15

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	F Conseil

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Rossi

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de résistances en poly dopé sur membranes

	DUREE ESTIMEE
	 6 mois

	DEBUT
	06-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Ecran tactile monocouche

	DEMANDEUR
	freescale

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 16

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	O Jones

	CHERCHEUR contact LAAS
	J L Sanchez

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien 

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Dépôt et gravure d’ITO 

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	06-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


actionneur pour l’optique adaptative

	DEMANDEUR
	LAM

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 17  

	CorrespondantS TEAM
	V Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	F Zamkosian

	CHERCHEUR contact LAAS
	H Camon

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement d’un micro miroir en polymère

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	01-05

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Depot de nitrure

	DEMANDEUR
	auxitrol

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 18

	CorrespondantS TEAM
	B Rousset (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	S Brida

	CHERCHEUR contact LAAS
	P Pons

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Dépôt de nitrure

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	07 -06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Depot de nitrure

	DEMANDEUR
	auxitrol

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 19

	CorrespondantS TEAM
	B Rousset (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	S Brida

	CHERCHEUR contact LAAS
	P Pons

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Dépôt de nitrure

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	09 -06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Depot de plomb

	DEMANDEUR
	Néosens

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 20

	CorrespondantS TEAM
	L Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	L Auret

	CHERCHEUR contact LAAS
	A M Gué

	Accueil de personnes
	J Pouget

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Mise au point de dépôt de plomb

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	09-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


filtre apodiseur binaire

	DEMANDEUR
	LUAN

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 21

	CorrespondantS TEAM
	P F Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J B Daban

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’un masque

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	10-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


guides d’ondes a cristaux photoniques

	DEMANDEUR
	CEM2

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 22

	CorrespondantS TEAM
	J B Doucet (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	A Vicet

	CHERCHEUR contact LAAS
	S Bonnefont

	Accueil de personnes
	D Barat

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de 2 démonstrateurs : cavité en arrêtes – cavité planaire

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	10 - 06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Pour l’instant ce projet est à l’arrêt car il nécessite l’utilisation de la machine de gravure ICP3 pour ouvrir le masque de silice afin de réaliser des gravures profondes dans GaSb avec l’ICP2.

Des tests préalables avaient été réalisés à partir d’un masque optique avant la panne montrant que la gravure du GaSb est proche de celle du GaAs, donc on ne prévoit pas de verrou technologique pour la mise au point du procédé de gravure profonde de ce matériau.à l’échelle nanométrique.



	Evolution dans les six prochains mois : 

Un projet ANR a été déposé. S’il est accepté un doctorant sera à mi-temps au LAAS, chargé de la techno du projet.


Afficheur Organique

	DEMANDEUR
	IMS

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 23

	CorrespondantS TEAM
	V Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	L Hirsch

	CHERCHEUR contact LAAS
	P. Menini

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ANR , FEDER

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de pistes Cr/Au et ouverture des pixels

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	11 -06 

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : -mise au point du procédé sur verre ITO avec optimisation de l’adhérence des résines photosensibles sur « verre bas de gamme »

-2 échantillons livrés

                                                                                                                       

	Evolution dans les six prochains mois : en attente de résultats après caractérisation, 10 verres à produire

                                                           


contactage de nanotubes de carbones hybrides

	DEMANDEUR
	CEMES

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 24

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	M  Monthioux

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	J P Cleuziou

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ACI  NOCIEL

	NATURE DES TRAVAUX
	Lithographies électronique et optiques

	DUREE ESTIMEE
	Renouvellement en 07

	DEBUT
	01 -06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


ALOX pour VCSEL

	DEMANDEUR
	CEA-Leti

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 25

	CorrespondantS TEAM
	J B Doucet (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Gilet

	CHERCHEUR contact LAAS
	G Almuneau

	Accueil de personnes
	N Olivier, P Gilet

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	Europe : IST mosel et medea ODIN, ANR hevical

	NATURE DES TRAVAUX
	Oxydation latérale

	DUREE ESTIMEE
	2 x 2 jours

	DEBUT
	11-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	X
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Pas de difficultés

	Evolution dans les six prochains mois : Pas de suite prévue 


nanotubes de carbone sous champ magnetique pulse

	DEMANDEUR
	lncmp

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 26

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	W Escoffier

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	W Escoffier

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de l’adressage nanométrique des nanotubes par lithographie électronique

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	01-07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : Pas démarrer


Electrodes micrométriques

	DEMANDEUR
	cemes

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 27

	CorrespondantS TEAM
	F Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	E Dujardin

	CHERCHEUR contact LAAS
	C Vieu

	Accueil de personnes
	J F Dayen

	

	NATURE DU CONTRAT
	Collaboration

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ANR

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de structures d’électrodes 

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	01 -01 

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Spin-optic

	DEMANDEUR
	CEA-SP2M (Grenoble)

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 28

	CorrespondantS TEAM
	A Arnoult (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Warin

	CHERCHEUR contact LAAS
	C. Fontaine

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’hétérostructures ( spin led) sur Ga As

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	12-06

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Substrats pour ofets

	DEMANDEUR
	IMS

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 29

	CorrespondantS TEAM
	B Rousset (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	G Wantz

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Croissance d’oxyde et découpe

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	01 -07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Structures eis

	DEMANDEUR
	LSA (Univ de lyon)

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 30

	CorrespondantS TEAM
	M Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	N Jaffrezic

	CHERCHEUR contact LAAS
	P Temple Boyer

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	ACI Biosenseur olfactif

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de structures de tests pour la fonctionnalisation biochimique ou biologique

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	02 - 07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Quantification du debit sanguin par tep

	DEMANDEUR
	imft

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 31

	CorrespondantS TEAM
	D Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	S Lorthois

	CHERCHEUR contact LAAS
	A M Gué

	Accueil de personnes
	I Billanou, S Lorthois, P Duru

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	Région

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de moules de canaux en résine Su 8

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	02 -07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Tp nanotechlabs

	DEMANDEUR
	CIME

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 32

	CorrespondantS TEAM
	B Rousset (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	L Montes

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Nettoyage-oxydation-dépôt de polysilicium

	DUREE ESTIMEE
	2 jours

	DEBUT
	02-07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


lambda access

	DEMANDEUR
	lens  foton

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 33

	CorrespondantS TEAM
	J B Doucet (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	C Paranthoen

	CHERCHEUR contact LAAS
	T Camps

	Accueil de personnes
	T Batté, J M Lamy

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de masques

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	03 – 07 

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Masques

	DEMANDEUR
	CEA-LTTS (Cadarache)

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 34

	CorrespondantS TEAM
	P F Calmon (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	F Baqué

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de 12 masques

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	04 – 07 

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Gravures réalisées à l’IEF

	Evolution dans les six prochains mois : 


Microsystemes de filtration

	DEMANDEUR
	imft

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 35

	CorrespondantS TEAM
	D Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Bacchin

	CHERCHEUR contact LAAS
	A M Gué

	Accueil de personnes
	J Lin 

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	Plate forme FERMaT

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de filtres en Su8

	DUREE ESTIMEE
	1 mois

	DEBUT
	04 - 07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	x
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


Formation de dépôt sur micro filtres

	DEMANDEUR
	imft

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 36

	CorrespondantS TEAM
	D Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Duru

	CHERCHEUR contact LAAS
	A M Gué

	Accueil de personnes
	J Lin

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	Plate forme FERMaT

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de plaques  micro perforées sur membranes

	DUREE ESTIMEE
	2 mois

	DEBUT
	04 - 07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


capteur microfluidique

	DEMANDEUR
	tescen

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 37

	CorrespondantS TEAM
	H Granier (IR)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	J J Simon

	CHERCHEUR contact LAAS
	

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Soutien

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Collage

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires :  transfert à FEMTO

	Evolution dans les six prochains mois : 


grilles de silicium microperforées

	DEMANDEUR
	INL

	N° DU PROJET
	RTB 2006/2007- 38

	CorrespondantS TEAM
	P Dubreuil (IE)

	

	CHERCHEURS

	DEMANDEUR extérieur
	P Kleimann

	CHERCHEUR contact LAAS
	M Brunet

	Accueil de personnes
	

	

	NATURE DU CONTRAT
	Développement

	ORIGINE (ANR, Europe,…)
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de grilles par DRIE

	DUREE ESTIMEE
	2 mois

	DEBUT
	05 - 07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	Terminé
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : Démarrage


 COMTEAM 2006 – 2007

BILAN PAR PROJETS DU LAAS
ISGE

integration fonctionelle

	GROUPE
	isge

	N° DU PROJET
	ISGE-01-06
	Ancien numéro : 1

	Correspondant TEAM
	Eric Imbernon  IR CDD

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Jean Louis Sanchez  (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Marie Breil  (CR)

Patrick Austin  (PR)

Jean Pierre Laur  (MCF)

Bourennane        (Post-doc)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Développer une filière technologique adaptée à la réalisation d’interrupteurs bidirectionnels à commande MOS

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard  

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : remise à niveau de l’implanteur qui a motivé le non démarrage du projet.  (réalisation des masques effectuée)

	Evolution dans les six prochains mois : Démarrage en Septembre


MOS HAUTE TENSION

	GROUPE
	isge

	N° DU PROJET
	ISGE-02-06
	Ancien numéro : 2

	Correspondant TEAM
	Bernard Rousset

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Frédéric Morancho (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Hicham Mahfoz  Kotb (Post doc)

Karine Isoird (MCF)

Jean Louis Sanchez (DR)

Emmanuel Scheid (CR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Laboratoires communs

	PARTENAIRES
	Freescale (LISPA) et Alstom (PEARL)

	NATURE DES TRAVAUX
	Conception de transistors de puissance MOS verticaux à tranchée remplies d’oxyde et de Polysilicium

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· retard des études préalables (simulations),

· approvisionnement des plaquettes assez long,

· des problèmes techniques non soupçonnés ont été rencontrés (ex : plaquettes mécaniquement déformées suite à remplissage des tranchées profondes par SiOxNy),

· utilisation positive et constructive des potentialités des nouveaux fours

NB : contrairement à ce qu’indiquait le titre de la « Nature des travaux », on ne remplit finalement pas les tranchées avec du polysilicium (performances électriques pas assez intéressantes) mais avec un diélectrique (Si02, SiOxNy, SOG…).

	Evolution dans les six prochains mois : 

· suite du process pour réaliser des diodes et des MOS à tranchées profondes.


inductances integrees
	GROUPES
	isge

	N° DU PROJET
	ISGE-03-06
	Ancien numéro : 3

	CorrespondantS TEAM
	1. Monique Dilhan (IR)

2. David Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Corinne Alonso (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Bruno Estibals (MCF)

Philippe Artillan (Doctorant)

Jean Louis Sanchez (DR)

Magalie Brunet (CR)

Jean Pierre Laur  (MCF)

Taouffic El-Mastouli (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR (2), LAAS

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de micro-convertisseurs de faible puissance intégrés sur silicium

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 

· Couplage inductance intégrée avec condensateur 3D




CAMINO
	GROUPES
	isge

	N° DU PROJET
	Isge-04-06
	Ancien numéro : 4

	CorrespondantS TEAM
	1. Emmanuelle Daran (IR)

2. Laurent Jalabert (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Magali Brunet 

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR)

Jean-Louis Sanchez (DR)

Gérald Leclerc (Post-doc ISGE)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR Jeune Chercheur

	PARTENAIRES
	LENAC (Lyon) : Pascal Kleimann

LEMHE (Orsay) : Michel Andrieux

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de condensateurs à forte capacité surfacique avec une topologie de tranchées profondes

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006 

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Voir ci-dessous

	Evolution dans les six prochains mois : 

- Outils de prédiction de gravure DRIE : simulations et plans d’expériences

- Développement de masques comportant des réseaux de nanopores : membrane alumine anodique et/ou Nanoimprint

- Mise en place d’une filière (2 pouces) pour l’intégration de diélectrique high k (ZrO2, BaTiO3 ) 


Les résultats détaillés : 

1) Gravure DRIE de réseaux de pores à fort facteur de forme : (Magali Brunet, Pascal Dubreuil)

· Les limites en DRIE de réseaux de pores sont désormais connues : un rapport LAAS est en cours de rédaction avec Pascal Dubreuil sur la compréhension des facteurs influant la gravure.

· Un stagiaire ISGE (Gaetan Toulon) a simulé sur ISE la dépendance de la gravure en fonction du facteur de forme. 

· Affiner les mesures de surgravure : avec masqueur (Pierre-François Calmon) ? 

· Arrivée en Juillet d’une stagiaire sur la mise en place de plans d’expériences pour la gravure DRIE. Essais à mettre en œuvre : la gravure triple pulse (introduction d’un cycle oxygène en plus des cycles SF6 et C4F8)

2) Gravure silicium submicronique : (Magali Brunet, Emmanuelle Daran, Laurent Jalabert, Franck Carcenac) 

Des études ont été initiées en 2006 en collaboration avec Pascal Kleimann du LENAC (maintenant regroupé sous la coupelle de l’INL (Institut de Nanotechnologie de Lyon)) pour réaliser des tranchées submicroniques avec ebeam + gravure électrochimique HF du silicium. But : augmenter la densité de capacité surfacique.

Résultats : 

· Lithographie ebeam : la première étape était de tester la tenue de la résine au bain de gravure du LENAC

· procédé tri-couche : transfert PMMA dans résine AZ au travers d’une couche de Germanium – procédé optimisé mais reste une surgravure importante– tenue au bain HF OK.

· procédé ZEP : tenue au bain HF OK. 

· Gravure électrochimique : les tests sont en cours (Pascal Kleimann LENAC) pour optimiser les conditions pour un réseau de trous de 100 nm au pas de 2 µm en résine ZEP. On reste avec des échantillons ZEP car procédé simple.

· Procédés à tester : 
ZEP + amorce initiée avec DRIE

Nitrure (ouvertures > 2 µm) + amorcée initiée avec pyramides TMAH.

Perspectives : pour éviter l’ebeam, développement de masques comportant réseaux submicroniques. 

Solution 1 : nanoimprint (Emmanuelle Daran, Laurent Jalabert)

Solution 2 : alumine anodique (stagiaire été 2007) développé en collaboration avec groupe nano (Christian Bergaud) avec le support de Monique Dilhan et David Bourrier. 

3) Filière (2 pouces) pour l’intégration de diélectrique high k (ZrO2 et BaTiO3) : (Gérald Leclerc, Emmanuel Scheid).

Des dépôts MOCVD de matériau diélectrique high k (ZrO2 et BaTiO3) par collaborateurs LEMHE à Orsay nous sont envoyés (échantillons tests 1cm x 1cm). 

Pour l’instant, des lift-off des contacts métalliques sur ces échantillons 1cmx1cm (Si/SiO2/Ti/Pt/ZrO2) sont réalisés (par le post-doctorant Gérald Leclerc) pour tester les caractérisations électriques du matériau. En parallèle, la conformité de ce matériau dans les tranchées de silicium est vérifiée.

· Les masques pour la filière 2 pouces sont faits. Ils seront utilisés une fois le matériau optimisé. 

· Un procédé oxyde mince (50A) sur silicium 2 pouces fortement dopé doit être mis en place (Bernard Rousset, Laurent Bouscayrol, Emmanuel Scheid). Il servira de sous-couche stable pour le dépôt MOCVD de ZrO2
· Des étapes de gravure des matériaux diélectriques devront être mises en place (gravure RIE ou chimie humide : à voir par P. Dubreuil et L. Jalabert).  

diodes polysilicium pour protections
	GROUPES
	isge

	N° DU PROJET
	isge-05-06
	Ancien numéro : 5

	CorrespondantS TEAM
	Laurent Bouscayrol (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Marise Bafleur (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jean Louis Sanchez (DR)

Christophe Salaméro (ATER)

Julie Le Gal (Doctorante)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	PEARL 2

	PARTENAIRES
	Alstom

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de protections rapprochées pour les IGBT et évaluation de ces diodes en tant que protection ESD

	DUREE ESTIMEE
	Septembre 2006

	DEBUT
	2 ans

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Implantations par IBS pas professionnelles

	Evolution dans les six prochains mois : Nouveau process avec implanteur LAAS


varistances zNO
	GROUPES
	isge

	N° DU PROJET
	Isge-06-06
	Ancien numéro : 6

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Marise Bafleur (DR)

Nicolas Nohlier (Enseignant)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Salaméro Christophe (ATER)

Saint Macary Léna (Doctorante)

Trémouilles David (Post-Doc)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LISPA

	PARTENAIRES
	Freescale

LCC

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude prospective visant à mettre en œuvre des nanoparticules de ZnO au sein d’une filière silicium pour réaliser des varistances utilisées en protection ESD

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : aucune

	Evolution dans les six prochains mois : Métallisation de pastilles ZnO


diamant
	GROUPES
	ISGE

	N° DU PROJET
	isge-07-06
	Ancien numéro : 7

	CorrespondantS TEAM
	3. Bernard Rousset (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Henri Schneider  (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Gabriel Givrac     (Doctorant)

Patrick Tounsi    (MCF)

Karine Isoird   (MCF)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	LAPLACE

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation et caractérisation de couches de diamant dopées au Bore. Réalisation de composants photoconducteurs

	DUREE ESTIMEE
	Long terme

	DEBUT
	2000

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Cumul indisponibilité des machines,  ( Implanteur, Four Rêve (bloqué à cause de l’installation des nouveaux fours), panne MJB3

Néanmoins, résultats intéressants au niveau management thermique des composants de puissance réalisés

Le mode de  financement est à préciser (LAAS, RTB, LAPLACE……)



	Evolution dans les six prochains mois : Continuation du projet (entrée d’un ou deux thésards)


PHOTONIQUE

diode laser a cristal photonique
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	photo-01-06
	Ancien numéro : 8

	CorrespondantS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Sophie Bonnefont (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Olivier Bouchard (Doctorant)

Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

Philippe Arguel (MCF)

Françoise Lozes (DR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Mise au point de la réalisation de cristaux photoniques à partir de structures GaAlAs/GaAs et GaInAs/GaAS avec et sans AlAS

	DUREE ESTIMEE
	Projet pérenne

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

- Mise au point d’une technologie membrane à cristaux photoniques avec masque e-beam résine ZEP + gravure des motifs cristaux photoniques avec ICP2 : OK 

- Mise au point épitaxie pour structure membrane : OK

- Problème ICP3 pour ouverture masque SiO2 sur GaAs et GaSb blocage depuis 3 mois



	Evolution dans les six prochains mois : 

· gravure profonde GaAlAs cristaux photoniques avec masque intermédiaire de SiO2
· mise au point technologie mix and match entre litho optique et électronique

· épitaxie de structures laser


miopy
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	photo-02-06
	Ancien numéro : 9

	CorrespondantS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Véronique Bardinal (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	C. Levallois (post doc CNRS

Thierry Camps (MCF)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet LAAS

	PARTENAIRES
	LGET

Université libre de Bruxelle

	NATURE DES TRAVAUX
	Etudes génériques prospectives en vue d’application à la formation de microlentilles en polymères sur des VCSELS

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Juillet 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Masques : masque test pour structurer SU-8 réalisé et utilisé. Les 2 niveaux à intégrer dans le process standard VCSELs sont en cours de définition.

· Tests dépôts SU-8 sur Si : réalisés, maîtrise de 100µm uniforme sur petits échantillons OK 

· Dépots de lentilles sur micropiliers SU-8 réalisés avec démonstration de   

            l’autocentrage des lentilles déposées par le microrobot NBS
· Essais d’autres polymères pour le dépôt des lentilles : en cours, à poursuivre. Le comportement et les résultats de la résine époxysiloxane maison se révèlent en effet peu reproductibles. 

· Essais de laminage de films de SU-8 sur GaAs : non réalisé. (manque de temps) Le risque à prendre pour laminer 5 films commerciaux de 20µm sur un VCSEL semble élevé.

· Traitements de surface de SU-8 : un test ponctuel de téflonage plasma a conduit à un angle de contact trop élevé pour le dépôt par microrobot, à approfondir (modif durée ou modif type de traitement ?) 

· Tests membranes actives sur VCSELs : non abordé cette année 

· Caractérisations des lentilles : Mesures de profilometrie sans contact automatisées avec traitement sous matlab, AFM, MEB : OK 
· Process VCSEL pour intégration lentilles : en cours
Bilan : 1 publication acceptée à Optics Express,1 communication soumise à OMS’07.



	Evolution dans les six prochains mois : 

Pousuite du projet (ANR JC avec bourse de thèse en cours de demande) :

Court terme :

· intégration micropiliers de SU-8+microlentilles epoxysiloxane dans le process VCSELs

· tests autres polymères (NOA,…)  et techniques alternatives de dépôts (nanoimpression, jets d’encre…) 

· traitements de surface localisés sur SU-8 (si disponibilité personnel TEAM)

Plus long terme : 

· membranes suspendues sur VCSELs 


filtre a cristal photonique

	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	photo-03-06
	Ancien numéro : 10

	CorrespondantS TEAM
	1. Laurent Jalabert (IR)

2. Emmanuelle Daran (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Arguel (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Stephan Hernandez (Doc)

Sophie Bonnefont (CR)

Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR et DAR avec le CNES

	PARTENAIRES
	CNES (EADS)

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de filtres à cristal photonique

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Problème lié à l'arrêt du dépôt d'aluminium et au passage au Pedot pour créer une couche conductrice lors de l'insolation électronique sur substrat de verre.

Organiser le suivi des opérations de gravure.



	Evolution dans les six prochains mois : 

Les filtres réalisés ont été testés et ont montré des performances en bon accord avec nos attentes. Nous envisageons donc de poursuivre dans cette voie avec la réalisation de nouveaux motifs et, ensuite, de nouvelles structures (filtre intégré sur photodétecteur).

Ces perspectives nous conduisent donc à prévoir une prolongation d'environ 2 ans de la durée estimée initialement.




diodes laser a ruban
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	photo-04-06
	Ancien numéro : 11

	CorrespondantS TEAM
	1. Alexandre Arnoult (IR)

2. Jean Baptiste Doucet (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Sphie Bonnefont (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Elaboration et réalisation de diodes laser à ruban

	DUREE ESTIMEE
	Sans limitation : technologie à maintenir

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Fiche standard diode laser large et diode ridge 

	Evolution dans les six prochains mois : 


composants a microcavite verticale
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	PHOTO-05-06
	Ancien numéro : 12

	CorrespondantS TEAM
	1. Ludovic Salvagnac (AI)

2. Jean Baptiste Doucet (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Guilhem Almuneau (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry Camps (MCF)

Véronique Bardinal (CR)

Chantal Fontaine (DR)

C. Amat (Doctorant)
M. Condé (Doctorant)
Eric Havard (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Europe FunFACS / ANR

	PARTENAIRES
	LPN

	NATURE DES TRAVAUX
	Elaboration et réalisation de VCSELs dans un objectif de stabilisation et de fiabilisation de la filière sur AsGa

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Stabilisation et fiabilisation de la filière VCSELs sur AsGa :
	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· ICP RIE AsGa : réduction des défauts de surface au cours de la gravure de mesas (jusqu'à 4µm) suite rétablissement de l'ICP2 AsGa (problème de fuites sur ICP3 polymère) 
· Oxydation thermique sélective de AlAs et AlInAs : très bonne reproductibilité du four AlOx avec nouvelle platine d'alimentation des gaz, fabrication d'un nouveau four en cours (cf. fiche PHOTO-06-06)
· Sélectivité pendant la gravure du passivant p/r au GaAs : aucune recette ICP trouvée pour une sélectivité absolue, solution : intercalage d'un masque SrF2 entre GaAs et passivant. 
· Dépôt de métaux (continuité sur les marches des mesas) : utilisation de la techno ponts à air dans les derniers process VCSEL

· Généralisation de l’utilisation de l’ITO : problème d'adhérence sur des surfaces à relief, optimisation recuit pour les propriétés de transparence/résistivité
· Recuit thermique rapide (nouvel équipement): équipement non reçu a ce jour, besoin urgent pour les traitements thermiques ITO et contacts pour lesquels les fours utilisés actuellement (AlOx et recuit metal) aujourd'hui sont limitants.

	Etat des lieux
	En avance
	Normal
	En retard

	Process VCSELs complets FunFACS 
	
	x
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Au total : deux runs VCSEL réalisés jusqu'au montage sur boîtier spécifique

· Dépôts d’ITO sur mésas : problème d'adhérence sur structures avec relief,

· Gravure OK (quelque micro-masquages) : masquage résine, réalisation d'une gravure localisée avec une profondeur de précisément 120nm.

· Lift off des grilles métal difficile (1er run VCSEL)
- Passivation SiO2 : OK

- AlOx : OK

- Métaux : mis en place avec succès de la techno "ponts à air" sur des composants VCSEL solutionnant le problème de continuité sur les flancs des mesas

- Amincissement : manuel essai OK, puis utilisation du "grinder" : perte de quelques échantillons à cause d'un mauvais collage (par résine) sur le support

- Montage : soudure difficile liée à l'état de surface dégradé du fond de gravure (pb ICP Polymère durant l'été 2006)

Nouveau boitier TO220 utilisé

Mise en place d'un support alternatif en SiC muni de pistes de contact lithographiées (nouveau masque) : aucun pb lors de la soudure et du montage

Réalisation de VCSELs large surface (300x40µm²) : bonnes caractéristiques électriques et seuils laser faibles. Cependant premières indications d'une évolution dans le temps du dépôt ITO (phénomène à eclaicir)

- Réalisation de diodes laser rubans larges : 

L’épitaxie et la fabrication des diodes laser à puits quantiques GaAs/GaAlAs/ et GaInAs/GaAs a été menée avec succès (dans le cadre du projet européen FunFACS) : fabrication d’un masque spécifique, métallisation face arrière, photogravure, métallisation face avant, gravure ICP, découpe, montage sur support Au/SiC. Le montage final sur embase reste seulement à être effectué. La découpe et le montage de qq composants supplémentaires seront aussi demandés.

· Epitaxie : croissance de LEDs avec jonctions tunnels, croissance de  VCSELs pour pompage optique, mais impossibilité de croissance de structures VCSELs pour pompage électrique



	Etat des lieux
	En avance
	Normal
	En retard

	Process BiVCSELs


	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Pas de process réalisé, mais toujours prévu.


	Evolution dans les six prochains mois : 

- Reprise d'un étude structurée du dépôt ITO sur mesas, et des recuits associés : tenue mécanique, propriétés optiques et électriques

- Process BiVCSEL





[image: image27.emf]
prospectives vcsels
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	photo-06-06
	Ancien numéro : 13

	CorrespondantS TEAM
	1. Alexandre Arnoult (IR)

2. Guy Lacoste (IE)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Guilhem Almuneau (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry Camps (MCF)

Véronique Bardinal (CR)

Chantal Fontaine (DR)

Cedric Amat (doctorant)

Moustapha Condé (doctorant)
Eric Havard (doctorant)
Olivier Desplats (doctorant)
Isaac Suarez (post-doct)

	C.D.D. (ANR, autres)
	Stagiare CNAM : Rémy Bossuyt (fin de stage : juil. 07)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR (EELOT) , Europe FUNFACS

	PARTENAIRES
	Corée (LIA), Université libre de Bruxelles

	NATURE DES TRAVAUX
	Mise au point de procédés et matériaux prospectifs pour la technologie III-V

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires :
1) Développement du procédé PAlOx :
- 1a) Conditions gravure ICP établies, bien que ce procédé soit extrêmement sensible aux paramètres ICP (temps, puissances RF) avec des variations d'un échantillons à l'autre. 

Les aspects à améliorer : uniformité de gravure sur l'échantillon (causant une oxydation irrégulière de la surface), et développement d'un process ICP ne gravant pas la couche cap en GaAs.
- 1b) reprise d’épitaxie sur motifs oxydés : 

L’étude n’a pas vraiment encore démarré. En effet, le travail a jusqu’ici porté (avant le déménagement du bâti) sur la préparation des surfaces pour la reprise et la reprise sur GaAs nanostructuré (Fiche 15). 
- 1c) exploitation dans des structures prospectives : étude non débutée à cause des difficultés d'uniformité de l'oxydation et de la sensibilité aux paramètres ICP
- 1d) Conception d’un nouveau four AlOx avec contrôle in situ de l’oxydation (stage CNAM) : conception et fabrication du four en cours (société AET Grenoble, réception : été 2007), système de visualisation en temps réel du process d'oxydation validé (banc test en salle blanche), mise en place prévue du système global (four, platine alim gaz et contrôle optique) en salle blanche remplaçant ainsi le four existant. 
2) Mise en œuvre et optimisation de dépôts ITO pour applications optoélectroniques à 0.85 et 1.3µm :  

Les paramètres de dépôt et de recuit ont d’abord été optimisés sur substrat de verre pour obtenir une transmission maximale à 850nm (>90%) associée à une résistivité minimale (1mOhm.cm pour 600C/30min). Cependant, l’étude du comportement électrique de l’interface métal /ITO/GaAs sur mesa en fonction des conditions de recuit (durée, température) a conduit à des paramètres optimaux différents (contact Schottky pour T>550C. meilleurs résultats pour T<500°C/30mn ρC = 32 µΩ.cm²) L’interprétation de ces résultats est en cours (SIMS, AFM). 

Ces conditions ont été utilisées dans le dernier process VCSELs Funfacs. Les composants larges mesa+ITO lasent avec une meilleure homogénéité que sans ITO.  Cependant, un problème d’adhérence de l’ITO sur motifs microstructurés a été mis en évidence, ce qui empêche  l’association de l’ITO à des gravures locales du cap p+ pour réaliser une injection localisée. Les possibilités de dépôt préalable de couches intermédiaires adhésives (ex : Ti) doivent donc être étudiées. L’utilisation de ZnO déposé à l’ambiante (moins de contraintes) est également envisagé (en cours de discussion avec le CIRIMAT). 

3) Réalisation de cristaux photoniques pour les VCSELs et gravure de guides à cristaux photoniques sur multicouches GaAlAs/GaAs (essais) (cf. fiche 15) (étude réalisée par un étudiant en Master2) : masque lithographique réalisé avec des motifs de 1 à 4µm (résultats moyens dû au vieillissement du laser d'écriture mais OK pour une 1ere étude), optimisation des recettes de gravure (Cl2/N2 et Cl2/Ar) pour des profils des trous verticaux, flancs et fonds de gravure non-rugueux.
4) Elaboration de matériaux III-V nanostructurés à motifs localisés isolants : cf. fiche 15


	

	· Evolution dans les six prochains mois : 
1b) Reprise d’épitaxie sur le PAlOx et application aux composants 
1c) Installation en salle blanche et utilisation du nouveau four AlOx avec contrôle in-situ 

2) Maîtrise dépôt ITO pour obtention d’une bonne conductivité électrique et d’un matériau transparent sur des surfaces présentant des reliefs (mesa) 

3) Gravure de trous de diamètre de 1 à 4µm (1µm de profondeur) pour la réalisation de cristaux photoniques sur VCSEL, fabrication d'un nouveau masque bien résolu pour la photolitographie de ces petits motifs



brancusi

	GROUPES
	Photonique

	N° DU PROJET
	photo-07-06
	Ancien numéro : 14

	CorrespondantS TEAM
	1. Véronique Conédéra (IR)

2. Laurent Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Arguel (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR)

Dana Cristea (DR – IMT Bucarest)

Raluca Muller (DR – IMT Bucarest)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	PAI Brancusi

	PARTENAIRES
	IMT Bucarest

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de micro interféromètres accordables sur une membrane ajustable surmontant une photodiode

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	Fini
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Des retards ont été pris en caractérisation, ce qui n'a pas permis d'avoir un retour exploitable sur la techno avant la fin du projet.

Cette collaboration a permis à Laurent Mazenq d'effectuer un séjour à l'IMT de Bucarest et, parallèlement, à Franck Carcenac d'apporter son concours à la mise en place d'un nouvel équipement de lithographie électronique durant le même séjour à l'IMT.

	Evolution dans les six prochains mois : 

Ce projet est terminé depuis décembre 2006.


nanostructures sur gaas
	GROUPES
	photonique

	N° DU PROJET
	PHOTO-08-06
	Ancien numéro : 15

	CorrespondantS TEAM
	1. Alexandre Arnoult (IR)

2. Guy Lacoste (IE)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Chantal Fontaine (DR2)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Guilhem Almuneau (CR1)

Véronique Bardinal (CR1)

Olivier Desplats (Doct)

Moustapha Condé (Doct)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	0ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI Nanoacoustique

	PARTENAIRES
	LIA (Corée)

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude prospective pour développer des composants novateurs/nanocomposants dans la filière III-V : nanostructuration sur GaAS et SiO2/GaAs, reprise d’épitaxie, VCSELS avec cristaux photoniques

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires :  

Une grande partie de ce projet repose sur la démonstration de notre capacité à reprendre l’épitaxie avec de bonnes propriétés  des matériaux élaborés sur des substrats de GaAs nanostructurés, SiO2/GaAS nanotroués, ou de GaAs ayant subi le process technologique PAlOx (pour enterrer les motifs isolants) (cf fiche 14)

Ce sujet est encore nouveau pour nous, nécessite l’acquisition de nouveaux savoir-faire technologiques :

Nous avons étudié avec TEAM deux étapes technologiques essentielles :

· l’influence des conditions d’attaque ICP pour le transfert des nanomesas formés au départ dans de la résine vers le semiconducteur, qui doivent conduire à des surfaces planes atomiques et ne pas perturber la cristallinité du matériau sous-jacent. Nous avons mené une étude originale qui a abouti récemment au choix des conditions les plus appropriées. 

· les conditions de nettoyage in situ des surfaces avant reprise d’épitaxie par H en utilisant la cellule plasma H récemment acquise, qui permet de désorber les oxydes à basse température. Nous avons mené une étude exhaustive qui a abouti à préciser les conditions expérimentales qui permettent d’obtenir des surfaces aptes à la reprise d’épitaxie 



	Remarquons que 

    -      Juste avant leur déménagement, nous avons mis en évidence le résultat qui montre la réussite d’une partie de notre projet : reprise de croissance sur surfaces GaAs nano et microstructurées sans défauts qui seraient dus à des contaminants liés aux procédés mis en jeu dans la nanostructuration, et surtout : obtention de l’émission à température ambiante de puits situés à seulement 20nm de l’interface de reprise d’épitaxie et obtention de l’alignement de boîtes quantiques. 

Ces résultats valident nos études : i) de nanostructuration sur GaAs par masqueur électronique, ii) d’attaque des motifs nanostructurés menés ici par attaques chimiques, iii) les conditions de nettoyage des surfaces avant épitaxie et iv) les conditions de reprise d’épitaxie, 

· L’étude sur substrats SiO2/GaAs à nanotrous n’a pas encore commencé, comme nous nous sommes d’abord focalisés sur la mise au point de la reprise d’épitaxie sur substrats GaAs nanostructurés, qui devait nous fournir les informations nécessaire à la conduite de cette nouvelle étude (qui viennent d’être validées). Cette seconde partie de l’étude va être engagée quand les bâtis vont fonctionner à nouveau.

· L’étude de la reprise sur motifs PAlOx a donné lieu à un essai, mais dû être interrompue du fait du déménagement des bâtis d’épitaxie

· la nanostructuration des surfaces GaAs par nanoimpression thermique a été interrompue jusqu’à la mise à disposition de la nanoimpression UV, et l’étude qui devait être menée sur la fabrication des moules de nanoimpression UV, à laquelle nous avions prévu de participer, a été complètement prise en charge par TEAM.

L’autre partie concerne l’étude de la fabrication de « cristaux photoniques » (trous de diam. 1-2µm, prof. 1µm) dans des multi-couches GaAs-AlAs. Le développement de ce process technologique est seulement traité depuis trois mois, dans le cadre d’un stage Master II (conformément aux prévisions initiales) et avance normalement. L’étude en cours vise à optimiser le profil des flancs des trous et la planéité de leur fond.


	Evolution dans les six prochains mois : 

Reprise de l’épitaxie en salle blanche, tests et étalonnages des bâtis, reprise de cette activité dans un autre contexte, surtout avec l’utilisation du nouveau logiciel d’automatisation maison qu’il va falloir valider.

Cette étude est bien engagée et sera poursuivie dans les différentes directions indiquées dans la fiche initiale

Bien entendu, à la fin de la période que couvre cette fiche, beaucoup restera à faire sur le sujet, avec nous l’espérons, de belles démonstrations à la clé.

Enfin, ces études nous ont conduits à établir des liens avec des partenaires extérieurs ce qui nous a permis de déposer un projet ANR PNANO cette année, et d’envisager le dépôt de projets c-NANO et RTB.

Pour la partie « cristaux photoniques » sur VCSELs, nous poursuivrons l’étude de recherche des conditions qui permettront d’avoir des trous bien définis, aux flancs bien verticaux, la complication venant du fait que les structures sur lesquels est réalisée cette technologie sont des miroirs de Bragg constitués d’un empilement de couches alternées GaAlAs (x=0.15), AlAs.


MOST

integration de selfs rf sur substrat silicium
	GROUPES
	most

	N° DU PROJET
	most-01-06
	Ancien numéro : 16

	CorrespondantS TEAM
	4. Monique Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Thierry Parra (Professeur)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Christophe Viallon (MCF)

Ayad Ghannam (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	CIFRE

	PARTENAIRES
	FREESCALE

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement d’un procédé technologique d’intégration d’inductances et de réseaux d’adaptation sur la puce de puissance active

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Précédemment à la thèse il y avait un projet toujours avec Freescale pour lequel les derniers résultats étaient attendus pour décembre 2006 (fiche COMTEAM portée par ISGE). Pour la thèse, les travaux avancent normalement.

Origines du retard sur le projet :

-livraison des wafers par Freescale

-quelques paramètres modifiés : épaisseur des wafers 650 um au lieu des 550 um avec lesquels le LAAS est habitué à travailler

-fragilité des wafers redimensionnés (passage de 6" à 4")

-introduction de nouveaux développements technologiques réalisés par le LAAS

Commentaires :

Le retard commence à être important et il faudrait essayer de faire des efforts pour ne pas qu’il s’accentue encore trop. Les résultats pour ce projet permettront d’obtenir une avancée significative pour la thèse, objet de la présente fiche.

Nouvel élément à mettre à profit : Ayad Ghannam peut maintenant intervenir dans le process, pour lequel tout reposait jusqu’à présent sur l’intervention des seuls personnels de la SB.

	Evolution dans les six prochains mois : 

Il serait souhaitable d’obtenir une mobilisation importante des personnels de la SB  pour les 2 mois qui viennent, avec ensuite un certain relâchement sur les contraintes du fait d’un repositionnement sur la thèse et de l’intervention possible de Ayad G.




resonnateur optique
	GROUPES
	most

	N° DU PROJET
	most-02-06
	Ancien numéro : 17

	CorrespondantS TEAM
	1. Véronique Conédéra (IR)

2. Laurent Jalabert (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Olivier Llopis (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	P. Merrer (Doctorant)

Sophie Bonnefont (CR)

Gauthier-Lafaye (CR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR O²E

	PARTENAIRES
	CNES

	NATURE DES TRAVAUX
	Report d’une sphère et de 2 fibres optiques sur silicium

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Nous sommes en retard sur l’ensemble du projet, dont la technologie n’est qu’une petite partie. Malgré tout, nous souhaitons débuter ces travaux avant les vacances d’été.

	Evolution dans les six prochains mois : 

L’objectif est la réalisation et le test d’un premier résonateur dans les six mois qui nous restent




MINC

nano rf
	GROUPES
	minc

	N° DU PROJET
	minc-01-06
	Ancien numéro : 18

	CorrespondantS TEAM
	Monique Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Katia Grenier (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Sébastien Pacchini (Doctorant)

Thibaut Ricart (Doctorant)

David Dubuc (MCF)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Anr Nature, Europe Nano RF, Noe AMICOM, R&T CNES

	PARTENAIRES
	CNES, CIRIMAT, LPCIM

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude des potentialités RF et micro ondes des nanotubes de carbone

	DUREE ESTIMEE
	2 ans et demi

	DEBUT
	Mai 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X (amicom, nanoRF)
	X (nature)

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· L’arrêt du Varian pour cause de réparation pendant 6 semaines va engendrer un retard non négligeable dans le projet ANR Nature. Il serait vraiment intéressant d’envisager de doubler ce bâti, qui est de toute façon utilisé en permanence et très souvent over-booké sur plus de deux semaines d’affilé. Il est clair que l’achat du cluster ne pourra solutionner ce problème puisqu’il sera dédié à d’autres matériaux… 

· Pour le projet Nature, des dépôts de nickel sont réalisés dans le Veeco. Là encore, c’est un bâti très ancien qu’il serait bon de doubler. Quelques pannes ont eu lieu cette année. Le retard occasionné a pu être rattrapé (pour l’instant). 

· Une étude de gravure sèche du nickel est en standby depuis plusieurs mois en raison de la panne du bâti de gravure ICP3 dédié à la gravure de métaux. Cette étude est cruciale pour le projet Nature. Une solution de gravure par voie humide est actuellement en cours d’étude en attendant la réparation de l’ICP3, mais ce n’est pas l’idéal.

· Mise en place avec L Salvagnac et S Pinaud de nouveaux matériaux tenant à haute température :  TiW/Mo. Longue étude actuellement en cours d’évaluation. 

	Evolution dans les six prochains mois : Après le développement des briques de base durant l’année 2006-2007, une nouvelle filière technologique complète va être testée à partir de l’été 2007. 


3d mems ic
	GROUPES
	minc

	N° DU PROJET
	minc-02-06
	Ancien numéro : 19

	CorrespondantS TEAM
	1. Hugues Granier (IR)

2. Laurent Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Katia Grenier (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	N. Do (Doctorant)

D. Dubuc (MCF)

T. Caillet (Doctorant Supaéro)

4 thèses en cotutelle avec IXL et LEST

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Région CIAM, nano 2008 avec ST, ANR VELO

	PARTENAIRES
	IXL, LEST, ST Microelectronics

	NATURE DES TRAVAUX
	Intégration 3D MEMS IC pour applications millimétriques et assemblages de circuits hétérogènes

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X (nano 2008)
	X (CIAM)

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Certains runs ont accumulés un retard important du fait du manque du polymère BCB pendant une très longue période (3-4 mois). Ce retard devrait se résorber d’ici fin juillet. 

Rappel sur la perte du stock de BCB : panne du congélateur et donc solution de ‘fortune’ en attendant sa réparation avec de la neige carbonique, dont le récipient s’est percé. A cela s’ajoute des temps de facturation extrêmement rallongés par l’administration du CNRS.

	Evolution dans les six prochains mois : L’ouverture en RTB d’un process 3D simplifié est envisagée pour le projet ANR VELO.


mems rf de puissance 
	GROUPES
	minc

	N° DU PROJET
	minc-03-06
	Ancien numéro : 20

	CorrespondantS TEAM
	1. Hugues Granier (IR)

2. Laurent Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Katia Grenier (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Chloé Bordas (Doctorant)

Vincent Puyal (Post Doc)

David Dubuc (MCF)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	DGA Pamir, Europe AMICOM, Thèse Alcatel

	PARTENAIRES
	DGA, Alcatel Space

	NATURE DES TRAVAUX
	MEMS de puissance haute fréquence et architectures reconfigurables pour applications micro ondes de puissance

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Février 2003

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X (Pamir, Amicom)
	X (thèse Alcatel)

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Départ du Varian pendant 6 semaines entraîne un stress non négligeable pour compenser le retard induit. Le doublement de cet équipement serait un grand plus.

· Retard de runs dus à la destruction du stock BCB et à son remplacement 4 mois plus tard. (cf. fiche 3D MEMS IC). Ces retards devraient se résorber d’ici fin juillet. 

	Evolution dans les six prochains mois : Finition des runs en cours


mems rf a faible tension d’ACTIONNEMENT
	GROUPES
	MINC

	N° DU PROJET
	MINC-04-06
	Ancien numéro : 21

	CorrespondantS TEAM
	1. Pierre Francois Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick Pons (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Fabienne Pennec (doctorante)

H. Achkar

D. Peyrou

A. Coustou 

	C.D.D. (ANR, autres)
	I. Perron (Départ fin juin 2007)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	IP Mimosa, NoE AMICOM

	PARTENAIRES
	FREESCALE

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de la filière afin de minimiser la tension d’actionnement des MEMS. Mise en œuvre de cette filière dans différents démonstrateurs pour les projets de collaboration

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	2004

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Ancienne filière avec couche sacrificielle polymère : peu d’amélioration depuis 18 mois

· Arrêt d’utilisation de la couche sacrificielle en résine à cause de la pollution du bâti d’évaporation (Varian) : manque de coordination/information avec le service team

· Changement de couche sacrificielle (polymère) qui entraine une modification des paramètres des couches supérieures (couche accrochage et structurelle du pont) : nécessité de recalibrer l’ensemble du process

· Indisponibilité prévue du Varian 

· Problème récurent sur dépôts électrolytiques d’or qui ne permettent pas de stabiliser la filière

Nouvelle filière avec couche sacrificielle métallique : progression très lente

· Développement couche sacrificielle en cuivre et planarisation par CMP : manque de disponibilité de Pierre Calmon

· Nouveaux matériaux structurels pour les ponts : non étudié

Démonstrateurs

· Peu de démonstrateurs réalisés

· Filière non stabilisée

	Evolution dans les six prochains mois : 

Manque de personnel pour développement filière (départ Isabelle Péron)


circuits rf sur membrane reconfigurables
	GROUPES
	minc

	N° DU PROJET
	minc-05-06
	Ancien numéro : 22

	CorrespondantS TEAM
	1. Pierre Francois Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	David Peyrou

H. Aubert

Robert Plana

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	NoE AMICOM, Région RAMEMS

	PARTENAIRES
	Université du Caire, LEN7

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de la filière des circuits suspendus sur membrane diélectrique qui permet de minimiser les pertes des circuits avec la possibilité de reconfigurabilité offerte par les MEMS. Cette filière sera également mise en œuvre dans différents démonstrateurs pour les projets de collaboration.

	DUREE ESTIMEE
	6 ans

	DEBUT
	2004

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Etude sur membranes en sommeil :

- Peu de projets importants sur le sujet

- Etude matériaux amont réalisée par M2D sur dépots SiOx PECVD et LPCVD

· Problème récurent sur dépôts électrolytiques d’or et Cu pour la réalisation des circuits (cf fiche 21)

· Démonstrateur pour AMICOM : 1 run réalisé (OK)

· Démonstrateur antenne reconfigurable : process repoussé (design en cours)

· Démonstrateur réseau réflecteur :

- Remplacement des membranes par le quartz (plus simple)

- Process non démarré : manque de disponibilité de Pierre Calmon

· Lignes submicroniques : en suspend (pas de besoins identifiés urgents)

	Evolution dans les six prochains mois : 

ANR déposée avec demande CCD 2ans pour technologie sur projet réseaux réflecteurs sur quartz


packaging des mems rf
	GROUPES
	minc

	N° DU PROJET
	minc-06-06
	Ancien numéro : 23

	CorrespondantS TEAM
	1. Hugues Granier (IR)

2. Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	D. Peyrou

H. Aubert

Robert Plana

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	CNES, IXL, LEN7

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de la filière de packaging des MEMS RF qui doit être compatible avec  les autres filières développées notamment en limitant la température des procédés de packaging (100°C) à 150 °C). 

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Activité suspendue : manque disponibilité (David Peyrou affecté sur autres projets et pas de nouveaux doctorants sur le sujet)

	Evolution dans les six prochains mois : 


caracterisation des materiaux pour mems rf
	GROUPES
	MINC

	N° DU PROJET
	minc-07-06
	Ancien numéro : 24

	CorrespondantS TEAM
	1. Pierre François Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	P PONS

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	K Yacine (Doctorant)

M Lahamdi (Doctorant)

A Belarni (Invité)

M Jatlaoui (Doctorant)

R Plana

H Aubert

Y Ségui (LGET)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	NoE PATENT, NoE AMICOM, Région MEMSFIAB

Région RAMEMS

	PARTENAIRES
	LGET

	NATURE DES TRAVAUX
	Structures tests pour la caractérisation mécanique et diélectrique des matériaux pour les MEMS RF

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Caractérisation diélectriques :

- Technologie assez simple et doctorant affecté au projet : OK

- Manque souplesse pour accéder à AFM (nombreuses caractérisation à faire avec changement de pointes) : formation à prévoir pour augmenter autonomie des personnes ?

· Caractérisation mécanique :

- Travaux Karim Yacine : OK

- Structures de tests pour Epsilon par Pierre Calmon : OK (sauf définition structures métalliques en or électrolytiques limitées par non disponibilité moules résine)



	Evolution dans les six prochains mois : 

Fin de thèse de Karim Yacine : bourse demandée pour nouveau doctorant 


Sechage, gravure et fonctionnalisation par Co2
	GROUPES
	MINc, MIS, M2D

	N° DU PROJET
	MINC-08-06
	Ancien numéro : 25

	CorrespondantS TEAM
	1. Eric Imbernon (IR CDD)

2. Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	P Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	A M Gué

S Colin ( IMFT)

L Rabbia (RECIF)

V Perrut (RECIF)

D Lellouchi (NOVAMEMS)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Région CO2MEMS / RTB

	PARTENAIRES
	RECIF, NOVAMEMS

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude du séchage, de la gravure, de la fonctionnalisation de surface à l’aide du CO2 supercritique

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Retards sur machine de séchage à fournir par RECIF

· Manque disponibilité Laurent Rabbia

· Manque disponibilité Eric Imbernon ?

· Manque de suivi du porteur du projet (c’est moi !!)

· Mise à disposition d’un Ingénieur NOVAMEMS depuis Avril 07 pour accélérer le développement

	Evolution dans les six prochains mois : 


M2D

capteur de pression medical
	GROUPES
	m2d, nano

	N° DU PROJET
	m2d-01-06
	Ancien numéro : 26

	CorrespondantS TEAM
	1. Emmanuelle Daran (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	P Pons (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	F Cristiano (CR)

L Nicu (CR)

M Cesary ( Doctorant)

M Olszacki (Doctorant)
P Yameogo (Doctorant – CIFRE HEMODIA)

	C.D.D. (ANR, autres)
	M Al Bahri ( IR ANR)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR CAPTAM

	PARTENAIRES
	CAPTOMED

	NATURE DES TRAVAUX
	Evolution des capteurs de pression pour les applications médicales

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Janvier 07

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Jauges contraintes submicroniques non indispensables : pas développées pour le moment (à voir en 2008 ?)

· Lenteur ces derniers mois liés à :

- Transfert responsabilité wafer bonder et flip chip suite à prise fonction Hugues

- Réparation wafer bonder (assemblage Si/Si ou Si/verre) : remettre en service l’ancienne machine de soudure Si/verre ?

- Attente implanteur

· Correspondant TEAM : Thierry Doconto plus approprié

	Evolution dans les six prochains mois : 

· Fabrication d’un lot de capteur sur SOI sans assemblage Si/Si ou Si/verre

· Fabrication d’un lot de capteur sur SOI avec assemblage Si/Si ou Si/verre

· Report des capteurs sur film (kapton) par flip chip et bonding


Plateforme meteorologique
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-02-06
	Ancien numéro : 27

	CorrespondantS TEAM
	2. 

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	 P Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	1 doctorant 

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	STREP REMEDY (soumis)

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement d’un capteur de pression atmosphérique et de température intégré

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Projet non retenu : annulé

	Evolution dans les six prochains mois : 


Capteur de pression rf
	GROUPES
	m2d, minc

	N° DU PROJET
	m2d-03-06
	Ancien numéro : 28

	CorrespondantS TEAM
	1. Pierre François Calmon (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	P Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	H Aubert

M Jatlaoui (Doctorant)

M Al Bahri (IR CDD)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Ressources propres, pôle AESE (SACER)

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de capteurs passifs sans énergie embarquée

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Attente réparation wafer bonder : remettre en service l’ancienne machine de soudure Si/verre ?

	Evolution dans les six prochains mois : 


packaging de capteurs de pression
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-04-06
	Ancien numéro : 29

	CorrespondantS TEAM
	1. Hugues Granier (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	P Pons

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	J F Le Neal (Doctorant)

S Brida (Ingénieur Auxitrol)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	Auxitrol

	NATURE DES TRAVAUX
	Développer une encapsulation collective, fiable des capteurs de pression aéronautiques

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Octobre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Lenteur ces derniers mois liées à :

- Transfert responsabilité wafer bonder suite à prise fonction Hugues

- Réparation wafer bonder (assemblage Si/Si ou Si/verre) : remettre en service l’ancienne machine de soudure Si/verre ?

	Evolution dans les six prochains mois : 


ESSilor
	GROUPES
	M2d

	N° DU PROJET
	m2d-05-06
	Ancien numéro : 30

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	L FADEL-TARIS (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	L Pont (Doctorant)

F Shi (Doctorant)

S.Poirier (Doctorant)

S. Vinsonneau (Essilor)

J P Canot  (Essilor)



	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Laboratoire commun Essilor / RTB

	PARTENAIRES
	Essilor, CIRIMAT, UMOP

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’un verre « digitalisé »

	DUREE ESTIMEE
	6 ans

	DEBUT
	2003

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	(
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : aucun

	Evolution dans les six prochains mois : 

Le projet de « Réalisation de verre digitalisé » a débuté par 2 thèses en convention Cifre, (L.Pont et F. Shi) aujourd’hui soutenues. Actuellement les microstructures sont toujours réalisées par photolitographie mais à partir de résines sol-gel. Leur remplissage avec des matériaux fonctionnels est effectué par la technologie d’impression Jet d’Encre. Cette étude fait l’objet d’une nouvelle thèse (Stéphanie Poirier, Nov 06) dans le cadre du laboratoire commun Pixcell. Les perspectives de recherche sont donc d’analyser le cœur de la technologie centrée sur les têtes de jet de matière (étude et gestion de la volumétrie, maitrise de l’adressage spatial) et caractériser (propriétés physico-chimique) les liquides fonctionnels à « inkjeter ».




Etude des materiaux lpcvd
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-06-06
	Ancien numéro : 31

	CorrespondantS TEAM
	1. B Rousset (IR)

2. L Bouscayrol (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	E Scheid (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	P Temple-Boyer (CR)

C Molliet (CNAM)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet TEOS (LAAS-CNRS)

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Etude des dépôts LPCVD/PECVD de la filière silicium

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX


	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	· Difficultés rencontrées et/ou commentaires :

Mise à profit des potentialités des nouveaux fours



	Evolution dans les six prochains mois : Normale (continuation du projet)


Dosimetre neutron 

	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-07-06
	Ancien numéro : 32

	CorrespondantS TEAM
	Eric Imbernon (IR CDD)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	G Sarrabayrouse

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS

	PARTENAIRES
	Université Salonique

	NATURE DES TRAVAUX
	Travaux non réalisés en 2006. En 2007, mise au point et réalisation par evap d’un dépôt back-end de Li6F sur des transistors MOS déjà existants  pour réaliser un dosimètre MOS pour les neutrons.

	DUREE ESTIMEE
	6 mois

	DEBUT
	Décembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : couche très sensible à l’humidité

	Evolution dans les six prochains mois : Après irradiation (actuellement en cours à Athènes) et caractérisation et compte tenu des caractéristiques actuelles de la couche déposée et de l’intérêt manifesté par EDF, il sera éventuellement nécessaire d’étudier et de développer un nouveau dépôt.



detecteur micrometeorite
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-08-06
	Ancien numéro : 33

	CorrespondantS TEAM
	Eric Imbernon (IR CDD)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	G Sarrabayrouse (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Contrat CNES

	PARTENAIRES
	CNES / ONERA

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de 10 détecteurs

	DUREE ESTIMEE
	6 mois

	DEBUT
	Octobre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X (achevé)
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : aucune, sauf nouvelle demande éventuellement sur plaque 6 ‘’.


micro capteurs chimiques en phase liquide

	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-09-06
	Ancien numéro : 34

	CorrespondantS TEAM
	1. Hugues Granier (IR)

2. Thierry Doconto (T)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Jérome Launay (enseignant-chercheur)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Augustin Martinez (enseignant-chercheur)
Pierre Temple Boyer (chercheur)
Benoît Torbiéro (ATER)

Iryna Humenyuk (post-doctorant)

Marie-Laure Pourciel-Gouzy (post-doctorant)

Ahmed Benyahia (doctorant)

Céline Christophe (doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	William Sant (Ingénieur Hemodia hébergé)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet MICROMEDIA (HEMODIA)

Projet ITAV NUTRIPUCE

Projet "Microanalyses" (ELITECH)

Projet "Analyse de la peau" (Pierre Fabre)

	PARTENAIRES
	UPS Toulouse, Université Lyon I, UPC Barcelone

	NATURE DES TRAVAUX
	Conception, développement et optimisation des filières technologiques "ChemFETs" et "Microélectrodes" pour la réalisation de microcapteurs chimiques en phase liquide

	DUREE ESTIMEE
	3 ans minimum

	DEBUT
	2002

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	X

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires :

- Dépôt métallique Ti/Au non adhérent (problème de dépôts à froid) => pb résolu

- Dépôt automatique de résine en panne (EVG) => pb résolu

- Implantation défectueuse par IBS => attente de la mise en route de l’implanteur du LAAS…

- Dépôt nitrure défaillant en matière d'hydrophilie et de sensibilité => pb non résolu mais peut-être lié au dépôt métallique Ti/Au => attente remise en route du Varian septembre)

- Besoin d'implantations Phosphore => attente de la mise en route de l’implanteur 

- Dépôt PVD de tungstène => attente de la disponibilité du cluster PVD en fin d’année…

	Evolution dans les six prochains mois :

- Sérieux travail sur le dépôt nitrure (couche sensible de notre thématique)

- Lancement de deux nouveaux process ChemFETs après validation du dépôt nitrure

- Test passivation : SU8, BCB, …

- Etude des dépôts PVD de métaux: or, platine, argent, tungstène

- Premiers process "Microélectrodes"…


plateformes chauffantes
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	m2d-10-06
	Ancien numéro : 35

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Ménini (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR1)

Habib Chalabi (doct3)

Pamela Yoboue (doct1)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI énergies renouvelables

Projet LAAS Aproch CO2

	PARTENAIRES
	L2MP– Ecole des mines St Etienne–LCC–CIRIMAT

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de plateformes chauffantes sur silicium adaptées à la réalisation de capteurs de gaz

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : L’objectif de ce projet consiste à fabriquer des plateformes « standards » comportant des électrodes interdigitées et une résistance chauffante soit à en polysilicium soit de type métallique (Ti/Pt ou autre). L’intérêt est de fournir ce type de support à nos partenaires lorsqu’ils nous en demandent. A ce jour, on peut estimer que nous sommes en retard puisque les procédés actuels ne sont pas encore bien au point (dépôt Ti/Pt, microcavité). Le procédé à base de Polysilicium est disponible si besoin mais ce type de support sera de moins en moins demandé voire même sera appelé à disparaître. Il est donc indispensable de progresser sur les autres types de support.

	Evolution dans les six prochains mois : Il est important de focaliser les prochains travaux sur 3 points importants : 1) la stabilité et la reproductibilité du dépôt Ti/Pt ; 2) la mise au point d’un nouveau dépôt métallique haute température (Molibdène, Ta/Pt, Tungstène/Pt,…) ; 3) la mise au point d’un moule de résine pour faciliter les dépôts de matériaux non photosensibles.

Pour ce faire, Pamela Yoboue travaille à 100% sur ces problématiques mais nécessitera le soutien de Véronique et de Ludovic pour la mise au point de ces nouveaux procédés.


integration de materiaux sensibles
	GROUPES
	m2D

	N° DU PROJET
	M2d-11-06
	Ancien numéro : 36

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	L. Fadel-Taris (MCF)

P. Menini (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Doctorant (à venir)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	CIRIMAT – LCC – L2MP – Ecole des mines de St Etienne

	NATURE DES TRAVAUX
	Etudes de procédés pour l’intégration de matériaux sensibles pour la détection de gaz sur des plateformes chauffantes 

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : Début de la thèse Septembre 2007


multicapteurs de gaz
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	M2D-12-06
	Ancien numéro : 37

	CorrespondantS TEAM
	Ludovic Salvagnac (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Ménini (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR1)

Habib Chalabi (doct3)

Pamela Yoboue (doct1)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI Nelli

	PARTENAIRES
	L2MP – Ecole des mines de St Etienne

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’une plateforme multi capteurs sur une même puce qui intégrera plusieurs matériaux sensibles différents

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	x

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Sur la partie plateforme chauffante, le travail a été fait même si les dépôts Ti/Pt ne sont pas optimisés (instables en température et peu reproductibles d’un run à l’autre). Par contre, l’intégration de différentes couches sensibles utilisées dans le projet n’est toujours pas possible aujourd’hui du fait des différentes techniques de dépôt à utiliser (Lift off pour dépôt évap de WO3, screen-printing de SnO2, sputtering SnO2). Problème : Habib Chalabi arrive en fin de thèse (stade de rédaction à Marseille) : il n’y a donc personne pour finir ce travail jusqu’en septembre (date de fin de projet !).

	Evolution dans les six prochains mois : Il reste donc à réfléchir sur la méthode d’intégration de ces couches sensibles (réfléchir sur l’ordre les étapes de dépôts pour qu’ils restent compatibles et notamment à la mise au point de moules de résine (10-20 µm de profondeur) résistante à 200°C et facilement dissoluble (1 masque par dépôt). 


CAPTEURS DE GAZ SAW
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	M2D-13-06
	Ancien numéro : 38

	CorrespondantS TEAM
	1. Véronique Conédéra (IR)

2. Monique Benoit (TCE)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Ménini (MCF)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet Inter région Aquitaine Midi Pyrénées/RTB

	PARTENAIRES
	IMS Bordeaux- LOF (Rhodia)

	NATURE DES TRAVAUX
	Développement de capteurs de gaz à ondes acoustiques à base de quartz

	DUREE ESTIMEE
	15 mois

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Pas de problèmes particuliers jusque là. Par contre, les prochaines évolutions vont entraîner une augmentation de travail lié à des nouvelles études d’optimisation de procédés sur de nouveaux matériaux. Un étudiant en thèse à l’IMS Bordeaux sera sans doute amené à venir travailler quelques périodes au LAAS

	Evolution dans les six prochains mois : développement de nouvelles structures à base de substrats Langasites et de métallisations en Molibdène pour des applications hautes températures.


jonctions ultra minces
	GROUPES
	m2d

	N° DU PROJET
	M2d-14-06
	Ancien numéro : 39

	CorrespondantS TEAM
	Monique Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Fuccio Cristiano (CR)

Eléna Bedel-Pereira (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Mathieu Gavelle (Doctorant)
Fabrice Severac (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Europe IP/Pull NANO , STREO/ATOMIC

Contrats nationaux : Nano 2008 (ST)

	PARTENAIRES
	ST microelectronics

	NATURE DES TRAVAUX
	Caractérisation électrique de jonctions ultraminces

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	nombre échantillons supérieur
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

· Lors du montage des structures sur embase, le fil de connexion s’est trouvé en contact avec le substrat rendant les mesures à fort champ magnétique à Montpellier impossibles, réglé avec David Colin.

· Des recuits ont été réalisés dans un  four inadapté : une pollution  a diminué les performances des structures, à priori problème réglé puisqu’un four pourrait nous être attribué sous peu.

Les échantillons circulant entre les divers partenaires du projet pour étude comparrative, le nombre en est limité, toutes précautions doivent donc être prises.

	Evolution dans les six prochains mois : 

– Caractérisations électriques de jonctions ultra-minces
· Cette partie se poursuit telle que. 
– Formation et caractérisations de jonctions SiGe à partir d’échantillons Ge :B/Si préalablement épitaxiés 
· Cette partie se poursuit pour compléter les résultats actuels de Mathieu Gavelle puis va diminuer à partir de décembre 2007 car fin de thèse de Mathieu. 

– Diffusion des dopants dans les jonctions ultra-minces 

Cette partie va augmenter car étude de structures à base de SiGe. Il semblerait possible de faire les implantations et les recuits nécessaires à la fabrication des jonctions au laboratoire (discussion en cours avec Bernard Rousset).   


MIS

micro actionneur tout polymere
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-01-06
	Ancien numéro : 40

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Henri Camon

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Doctorant

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	LAM

	NATURE DES TRAVAUX
	Perspective à long terme de la mise au point d’une filière tout polymère de réalisation de microsystèmes

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

	Evolution dans les six prochains mois : 


magimics
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-02-06
	Ancien numéro : 41

	CorrespondantS TEAM
	1. Véronique Conédéra (IR)

2. David Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jan Sudor (CEA)
Ali Boukabache (MCF)
Corine Alonso (MCF)
Christophe Escriba (MCF)

Remi Fulcran (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet LAAS

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Démarrage de la techno courant juin (premières briques technologiques)

	Evolution dans les six prochains mois : mise en place de la techno bobine sur SU8


micro actionneurs thermiques pour la microfluidique
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-03-06
	Ancien numéro : 42

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry Camps (MCF)

Maxime Dumonteuil (parti depuis 1/03/07)

Participation ponctuelle R. Fulcran (Doctorant)

Zhou Hongwei (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	IMFT

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation d’actionneurs thermiques pour polymères actifs et pour éjecteurs 

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	xxxxxxxx

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : ouverture des buses en SU8 (Ø interne 20µm) résolue dernièrement

Gravure de la membrane : pb de gravure de l’oxyde thermique (à confirmer)

	Evolution dans les six prochains mois : fin du run en cours juin, nouveau run si pb de gravure non levé


laboratoire sur puce
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-04-06
	Ancien numéro : 43

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jan Sudor (CEA)

Ali Boukabache (MCF)

Aurelien Bancaud (CR)

G. Paumier (Doctorant)

R. Fulcran (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	Samuel Charlot (IE) TEAM

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projets Pnano

	PARTENAIRES
	LETI

Institut Curie

LPICM

ESPCI

	NATURE DES TRAVAUX
	Réalisation de fonctionnalités diverses sur une seule puce

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Pas de difficultés particulières

	Evolution dans les six prochains mois : Electrodes chauffantes sur verre

Essais de photogreffage, Essais de PDMS photosensible (en collab avec H. Camon), réalisation de vannes passives en PDMS, approfondissement techno SU8


micro système d analyse par capteur a empreinte
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-05-06
	Ancien numéro : 44

	CorrespondantS TEAM
	David Bourrier (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Daniel Estève (DR)

Elisabeth Laurent (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI + bourse DGA

	PARTENAIRES
	IMRCP

	NATURE DES TRAVAUX
	Validation des propriétés de la couche sensible sur le capteur à empreinte

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	2003

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	x
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : RAS, déroulement normal du procédé

	Evolution dans les six prochains mois : Caractérisation et validation du run précédent, optimisation du design


micropyrosystemes
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-06-06
	Ancien numéro : 45

	CorrespondantS TEAM
	1. Véronique Conédéra (IR)

2. Hugues Granier (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Carole Rossi (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	H. Pezous (doctorante -> oct 09)

Gustavo Ardila (doctorant -> oct 07)

K. Zhang (post-doc -> mai 08)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR et DGA

	PARTENAIRES
	IMRCP

LCC

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de micropyrosystèmes : micro amorces sécurisées intégrées sur silicium et d’un micro actionneur pyrotechnique intégré dans une micro canalisation fluidique.

Développement & intégration de matériaux énergétiques nano structurés

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : RAS

	Evolution dans les six prochains mois : 

   1. Intégration de matériau énergétique par inkjet sur l’initiateur du micro actionneur de gustavo. 

   2. Un prochain doctorant arrivera pour travailler sur l’élaboration de nano thermite (Couple Al/CuO) sur silicium : à terme ces couches de matériaux nanostructurés très énergétiques seront intégrées sur l’amorce. Cette étudiante prendra le relai du travail de Kaili Zhang. 


microreacteurs chimiques
	GROUPES
	mis

	N° DU PROJET
	mis-07-06
	Ancien numéro : 46

	CorrespondantS TEAM
	Pascal Dubreuil (IE)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Josiane Tasselli (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Antoine Marty(DR), Thierry Camps(MCF), Bertrand Marty(Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	1-Convention collaboration LAAS/LGC

2-Projet inter région Aquitaine / Midi Pyrénées

3-ACI  Microdepol

	PARTENAIRES
	LGC

IRC, CPMOH, LOF-RHODIA, 


	NATURE DES TRAVAUX
	1.a-Micro réacteurs en Y sur PDMS

1.b-Micro réacteur silicium en serpentin

1.c-Micro réacteurs canaux de profondeur différente

1.d-Micro mélangeurs chaotiques en PDMS

2-Micro capteurs et micro actionneurs thermiques

3-Micro réacteurs à catalyse

	DUREE ESTIMEE
	1- Activité récurrente de la collaboration

2- 3 ans

3- 3 ans

	DEBUT
	1- 2003

2- 2005

3- 2003

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	1.b ; 2 ;3 ;
	1.c ; 1.d 

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Le projet 3 « ACI Microdepol » s’est terminé en septembre 06. Le réacteur fabriqué au LAAS est toujours en cours de test au LGC et fonctionne avec de très bons résultats (rendement de conversion de l’acétone de 95% à 300°C). Un brevet est en cours de dépôt sur cette techno.

Le projet 2 « Microactionneurs thermiques » est en cours. Un jeu de masques (5niveaux) a été conçu, un premier process (5 plaques) a été mené à bout en 2006 et testé par le doctorant. La validation de la techno en situation « réelle » à savoir mesure de la température dans un canal vient de débuter.



	Le projet 1.c « Microréacteurs avec canaux de profondeur différente » : P.F. Calmon et P. Dubreuil ont mis au point en 2006 un process permettant d’effectuer des gravures de canaux de différentes profondeurs en une seule étape de RIE, à partir d’un masque designé par le LGC (2 plaques ont été gravées).

J.Tasselli avait également de son côté développé en 2006 un process nécessitant plusieurs niveaux de masquage à partir de la littérature mais process trop lourd (4 plaques ont été gravées ainsi).

1° difficulté rencontrée : L’étape de gravure des trous traversants dans le Si pour les accés fluidiques a connu quelques déboires du à la mauvaise tenue de la résine 4562 à la gravure RIE traversante. Il a fallu attendre la mise au point d’un nouveau moyen de masquage : la résine SPS 18µm semble faire ses preuves.

2° difficulté rencontrée : l’étape finale est la soudure anodique d’une plaque de Pyrex sans alignement. Or la machine est tombée en panne au moment où les pbs de RIE étaient réglés.

Donc retard supplémentaire.

Le retard cumulé sur ce projet est de 6 mois pour le moment.

Le projet 1.d « Micromélangeurs chaotiques » est une ancienne demande du LGC. 

2 niveaux de masque ont été faits en 2005 pour ces dispositifs afin de réaliser le moule en Su8 qui est un bi-couche : canal en Y large de 200µm et profond de 77µm, stries dans le canal larges de 50µm et profondes de 17.7µ, ou 26.95µ ou 30.8µ

V. Conedera a mis au point les 4 process SU8 séparément pour réaliser le canal principal et les trois types de stries, avant la fermeture de l’ancienne salle blanche. J’ai réalisé le premier bi-couche de SU8 fin 2005: l’épaisseur de la 2° couche n’était pas celle attendue .

Ce projet est en stand-by à cause du manque de moyens humains pour mettre au point le bi-couche SU8 et d’une demande moins pressante du LGC au vu des difficultés rencontrées.

	Evolution dans les six prochains mois : 

Le projet « Microdepol », réacteur à catalyse, continuera, soit dans le cadre d’une ANR Blanche (en cours d’évaluation) soit dans le cadre de la collaboration LAAS-LGC.

Une forte demande émanant du LGC se profile pour les réacteurs Verre/silicium sur plusieurs projets (réacteurs monophasiques, diphasiques, microcristallisation,…) et dans le cadre de plusieurs projets nationaux en cours d’évaluation ou déjà acceptés.

 Le plus gros projet est celui avec les laboratoires Pierre Fabre, Boostec industries, et le LGC, projet labellisé pôle CBS et ayant le soutien financier du FCE : projet INPAC sur l’intensification de procédés pour le développement d’anticancéreux (également projet région en cours, 2007-2009, sur cette thématique). Un masque pour un réacteur de micro-cristallisation vient d’être fait par le LGC, le process doit débuter.

Un projet région vient également  d’être accepté avec le LCA de l’ensiacet pour des réacteurs appliqués à la fabrication de biosolvants, biodétergents,…. (Un projet ADEME en attente sur cette thématique)

	Les technologies qui vont donc être très sollicitées à très court terme sont la gravure DRIE et la soudure anodique.

Les microactionneurs thermiques feront l’objet d’une prochaine demande COMTEAM séparée. Cette technologie de diodes polysilicium implantées va être développée sur verre.




NBS

biodetection optique
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-01-06
	Ancien numéro : 47

	CorrespondantS TEAM
	1. Franck Carcenac (IR)

2. Emmanuelle Daran (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jean Christophe Cau

Hélène Lalo

Jean Pierre Peyrade

	C.D.D. (ANR, autres)
	Childeric Severac (CDD)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ITAV, ANR  PTF biopuces

	PARTENAIRES
	INNOPSYS

	NATURE DES TRAVAUX
	Détection optique d’interactions biomoléculaires

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	(
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : RAS

	Evolution dans les six prochains mois : 

1- les contrats viennent d’être signés et lancés. Les besoins en lithographie électronique seront plus importants et demanderont un développement. 

2- Des technologies de réplication de moule sont nécessaires pour la suite du projet.


nano biodetection electrique
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-02-06
	Ancien numéro : 48

	CorrespondantS TEAM
	1. Franck Carcenac (IR)

2. Laurent Jalabert (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu (Professeur)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Adrian Martinez (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	Childérick Séverac (CDD)

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	AC CNRS, ACI Nano, ITAV, Genopole

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Technologies de salle blanche (lithos, gravures, dépôts)

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Septembre 2002

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	
	légèrement

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : 

Nous avons rencontré des problèmes avec le suivit de focus du Raith150 pour fabrication sur plaquette 4 pouces. Une solution à été trouvée en inversant l’ordre du mix and match entre photo et électron lithographie. Elle nécessite néanmoins un re-design de nos masques photolithographiques (en cours). 

Nous avons aussi rencontré des difficultés sur la mise au point d’une procédure d’alignement sur plaque 4 pouces de nos systèmes µ-fluidiques en PDMS. 

	Evolution dans les six prochains mois : 

Nous allons profiter du re-design de nos masques photolithographiques pour introduire une contre électrode et une électrode de référence afin de pouvoir commencer des expériences d’électrochimie sur puce. Ceci suppose de nouveaux masques pour :

1. le moule µ-fluidique en SU8

2. les marques d’alignement générique

3. l’e-beam nanostructures

4. les circuiteries électriques

5. l’épaississement des contacts 

Nous testerons aussi la possibilité d’utiliser une résine à la fois photo et électro sensible afin de faire les étapes 3 et 4 avec la même résine ! 

L’utilisation de la machine de flip-chip pour faire l’alignement du réseau microfluidique sur plaque 4 pouce devra être considérée pour résoudre nos problèmes d’alignement. Un PDMS aillant un module de Young plus élevé sera aussi testé. D’autres process de gravure du PDMS serons étudiés. 




salsa
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-03-06
	Ancien numéro : 49

	CorrespondantS TEAM
	Franck Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Mike Genevieve

Christophe Thibault

Jerome Chalmeau

	C.D.D. (ANR, autres)
	Childeric Severac

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	IP PCRD 6 NAPA, ITAV, projet ANR

	PARTENAIRES
	LCC, LNMO, IPBS, LPST

	NATURE DES TRAVAUX
	Lithographie douce et auto assemblage

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Septembre 2002

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : aucunes difficultés majeures rencontrées, Travail de coordination de projet productif avec Franck mais probable et nécessaire augmentation du temps d’interaction/travail dans le futur.

	Evolution dans les six prochains mois : même rythme de travail que durant l’année écoulée au niveau des process.


nanotubes
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-04-06
	Ancien numéro : 50

	CorrespondantS TEAM
	1. Franck Carcenac (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu (Professeur)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Cyril Tinguely (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI Nano, Projet INTEL

	PARTENAIRES
	LNCMP, CIRIMAT, CEMES

	NATURE DES TRAVAUX
	Croissance localisée et dépôt localisé de nanotubes

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Mars 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : accès parfois difficile au MEB (planning surchargé)

	Evolution dans les six prochains mois : demande de motifs nécessitent la lithographie électronique.


nanofils
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-05-06
	Ancien numéro : 51

	CorrespondantS TEAM
	Monique Dilhan (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Christan Bergaud

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid

Sabrina Habtoun (Doctorante)

Peter Löw (Doctorant)

Olesya Gerasimova (Post-doc)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR PNANO

	PARTENAIRES
	ESPCI, ENSCP, ECP

	NATURE DES TRAVAUX
	Croissance de nanofils semiconducteurs et métalliques par CVD et dépôt électrolytique sur membranes poreuses en alumine

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	X
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Nanofils semi-conducteurs : réacteur vertical LPCVD en nettoyage depuis plusieurs semaines

Solutions électrochimiques pour dépôts Platine, Bismuth à envisager.

	Evolution dans les six prochains mois : 

Fabrication de membranes poreuses en Alumine en collaboration avec Magali Brunet (un stagiaire prévu pendant 3 mois Juillet-Août-Septembre 2007)

Tests sur membranes poreuses fournies par l’UTC Compiègne (Equipe de Karsten Haupt)

Structuration de surface pour assemblage dirigé des nanofils en vue de leur adressage électrique


bioconcentraion
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-06-06
	Ancien numéro : 52

	CorrespondantS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	L. Tanguy

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Ressources propres

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de matrices de bioconcentrateurs

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	(
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : RAS

	Evolution dans les six prochains mois : Des lots identiques aux précédents (comportant essentiellement lithographie et métallisation Ti/Au) seront fabriqués. 


bioplume
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-07-06
	Ancien numéro : 53

	CorrespondantS TEAM
	1. Pascal Dubreuil (IE)

2. Laurent Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Daysuke Saya (CR)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Europe NAPA

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de matrices de leviers avec détection piézo résistive intégrée obtenue par implantation de BF2 et Ge

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Mars 2004

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	(
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : contrairement à MEMSPIEZO, dans le cadre de ce projet il nous a fallu abandonner l’utilisation du kit anti-notching pour cause de génération de micromasquage et, par conséquent, de colonnes de silicium en face arrière des microleviers. Une expertise approfondie de la variabilité des résultats de ce kit sur les différents lots serait intéressante. 

	Evolution dans les six prochains mois : Ils restent 3  wafers à terminer (DRIE face-avant et face-arrière)


memspiezo
	GROUPES
	nbs

	N° DU PROJET
	nbs-08-06
	Ancien numéro : 54

	CorrespondantS TEAM
	1. Pascal Dubreuil (IE)

2. Laurent Mazenq (AI)

	

	CHERCHEURS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	PERSONNES IMPLIQUEES (Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	T. Alava (Doctorant)

C. Ayela (Doctorant)

	C.D.D. (ANR, autres)
	

	

	NATURE DU CONTRAT

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet DGA

	PARTENAIRES
	

	NATURE DES TRAVAUX
	Fabrication de membranes silicium avec actionnement/détection piezo-résistif PZT

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	BILAN DES TRAVAUX 

	
	En avance
	Normal
	En retard

	Etat des lieux
	
	(
	

	Difficultés rencontrées et/ou commentaires : Optimisation de la gravure profonde du Si par DRIE par utilisation du kit anti-notching ; excellente collaboration avec les ingénieurs TEAM (L. Jalabert, D. Bourrier, P. Dubreuil). Un rapport a été établi décrivant cette optimisation.

	Evolution dans les six prochains mois : Un nouveau lot de 3 plaques Si (design similaire au précédent) est en cours de fabrication
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